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บทที่ 4 
 

ผลการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยน้ีไดศึกษาลําดับข้ันตอนการผลิตเริ่มจากการนําแทงผลึกควอทซจากประเทศญี่ปุน 
มาตัดเปนช้ินเล็กข้ึนอยูกับขนาดท่ีกําหนดตามชนิดของผลิตภัณฑแตละความตองการซ่ึงจะมีขนาด
กวางประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ตามชนิดของงานแลวจึงนําไปสูกระบวนการ
ขัดผิว ซ่ึงกระบวนการหลักเหลาน้ีจะมีอยู 12 ข้ันตอน เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการหลักแลวจึงจะสง
ตอไปยังแผนกที่จะทําการประกอบอีกสองแผนก เพ่ือนําไปประกอบตามลักษณะของการผลิตของแต
ละความถี่ที่ตองการ  การวิจัยนี้ไดศึกษากระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงค เพื่อใชเปนช้ินสวนหลัก
ในการผลิตตัวอุปกรณอิเลคทรอนิกส โดยเก็บขอมูลข้ันตอนการทํางานและข้ันตอนการขนสงช้ินงาน
ต้ังแตกระบวนการแรกจนกระท่ังเปนแผนแบลงคสําเร็จรูป เพ่ือสงตอใหแผนกประกอบผลิตภัณฑ
นําไปประกอบ ตามชนิดงานที่ตองการตอไป โดยใชเทคนิคการศึกษาการไหลของงานและเวลา มาทํา
การวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงคดังนี้ 

 
4.1 การศึกษาผลติภณัฑในปจจุบัน 

 แผนคริสตัลแบลงค ชนิดความเท่ียวตรงสูง (High Precision Blank) ในปจจุบันรอยละ 
50 เปนการนําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต โดยเฉพาะในระบบเบรก ABS และระบบความคุมการ
จายน้ํามันเช้ือเพลิง (ECU) ซ่ึงตองการความเที่ยงตรงสูง อีกรอยละ 40 ใชในอุปกรณรับสัญญาณของ
โทรศัพทมือถือและอีกรอยละ10 ใชในอุปกรณไฟฟาตามท่ีลูกคาตองการและในความตองการจากลูกคา
ยังคงมีความตองการแผนคริสตัลแบลงคเพิ่มข้ึน และจากขอมูลท่ียอนหลัง 1 ปที่ผานมาความตองการ
แผนคริสตัลแบลงคยังคงมาแนวโนมท่ีจะเพิ่มมากข้ึน 
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รูป 4.1 แสดงการนําแผนครสิตัลแบลงคไปประกอบใชงาน 
 
ตาราง 4.1 แสดงยอดการผลิตแผนคริสตัลแบลงคที่ผลิตไดเทียบกับยอดแผนแบลงคที่ตองการ 
รายละเอียดการผลิตตอเดือน ยอดการผลติแผนแบลงค

(ช้ิน) 
จํานวนความตองการแผนแบลงค  

(ช้ิน) 
มกราคม               6,010,445  6,731,600 
กุมภาพันธ               6,049,543  6,735,500 
มีนาคม               6,011,800  6,733,200 
เมษายน               6,012,322  6,733,800 
พฤษภาคม               6,011,034  6,732,600 
มิถุนายน               6,050,649  6,745,600 
กรกฎาคม               6,023,673  6,745,000 
สิงหาคม               6,016,074  6,744,000 
กันยายน               6,020,846  6,743,300 
ตุลาคม               6,002,674  6,742,300 

พฤศจิกายน               6,022,936  6,745,000 
ธันวาคม               6,020,990  6,745,000 

Crystal Blank Assembly Products 

＋ ＋

Structures 

 

Materials (Quartz) 



 
ตาราง 4.2 
ตองการช้ิน

1. การขัดแ
2. การตัดแ
3. การตัดแ
4. การลางแ
5. การขัดผิ
6. การยึดแผ
7. การตัดแ
8. การขัดผิ
9. การลบมุ
10. การกัดผิ
11. การแยก
12. การตรว

 
 

รูป 4.2 แส

แสดงกําลั
นงาน 

กระบวนก

ทงผลึก 
ทงผลึก 
ผนผลึก 
แผนเวเฟอร 
วเวเฟอร 
ผนเวเฟอร 
ทงเวเฟอร 
วแทงเวเฟอร
มมุแผนคริสตัล
ผิวแผนคริสตั
กความถี่แผน
วจสอบแผนค

สดงการแนวโ

ลังการผลิตแผ

การ 

ดานขาง 
ลแบลงค 
ตลัแบลงค 
คริสตัลแบลง
คริสตัลแบลงค

4

โนมความตอง

ผนคริสตัลแบ

จํานวน

งค 
ค 
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งการท่ีเพ่ิมข้ึน

บลงคแตละก

นชิ้นงานที่ผลิ
(ชิ้น/เดือน) 

1,539 
4,632 

1,750,759 
1,737,840 
1,720,114 
1,685,702 
6,460,239 
6,427,921 
6,301,317 
6,237,261 
6,143,818 
6,021,082 

นของแผนคริ

กระบวนการ

ตเฉลี่ย จําน

สตัลแบลงค 

ในปจจุบันเที

วนช้ินงานตอ
(ชิ้น/เดื

1,63
4,91

1,855,
1,842,
1,823,
1,786,
6,847,
6,813,
6,679,
6,611,
6,512,
6,382,

 

ทียบกับความ

องการเพิ่ม 6%
ดอืน) 
31 
10 
,805 
,110 
,321 
,845 
,854 
,597 
,396 
,497 
,447 
,347 

ม

% 
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4.1.2 การศึกษากระบวนการผลิต  
เปนการศึกษากระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงค ชนิดความเที่ยงตรงสูง (High Precision 

Blank) ซ่ึงตัวผลิตภัณฑชนิดนี้แนวโนมมีความตองการจากลูกคาเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการตอบสนอง
ความถี่ของตัวผลิตภัณฑมีความเท่ียงตรงและคงท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต 
ซ่ึงสภาพการผลิตในปจจุบันของโรงงานวิจัย ไมสามารถผลิตไดทันตอความตองการ ท้ังนี้เนื่องจาก
กระบวนการผลิตในแตละข้ันตอน ตองใชเวลาในการปรับต้ังเครื่องจักรและเดินเครื่องจักรที่ยาวนาน 
และกระบวนการที่ซับซอน 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 4.3 แสดงแผนผังกระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงค 
 
 

1. การขดัแทงผลึก 

2. การตัดแทงผลึก 

3. การตัดแผนผลึก 

4. การลางแผนเวเฟอร 

5. การขดัผิวเวเฟอร 

6. การยดึแผนเวเฟอร 

7. การตัดแทงเวเฟอร 

8. การขดัผิวแทงเวเฟอรดานขาง 

9. การลบมุมแผนคริสตลัแบลงค  

10. การกดัผิวแผนคริสตลัแบลงค  

11. การแยกความถี่แผนคริสตลัแบลงค  

  12. การตรวจสอบแผนคริสตลัแบลงค  

13. การเก็บแผนคริสตลัแบลงคในคลัง 
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4.1.3 ข้ันตอนการผลิตแผนคริสตัลแบลงค 

 รายละเอียดการทํางานแตละกระบวนการของการผลิตแผนคริสตัลแบลงค เริ่มจากการซ้ือแทง
ผลึกคริสตัลจากประเทศไทยดวยระบบโทรสารไปยังผูผลิตแทงผลึกท่ีประเทศญี่ปุน เม่ือผูผลิตไดรับ
คําส่ังซ้ือแลวแทงผลึกทั้งหมดจะถูกจัดสงโดยผานบริษัทรับจางขนสง ขนสงจากประเทศญี่ปุนมา
ประเทศไทย เม่ือแทงผลึกมาถึงโรงงานในประเทศไทย แทงผลึกท้ังหมดจะถูกนํามาตรวจสอบขนาด
และจํานวน จากแผนกตรวจสอบคุณภาพกอนการนําเขาสูกระบวนการผลิต เมื่อผานขอกําหนดการ
ตรวจสอบจากแผนกควบคุมคุณภาพแลว แทงผลึกท้ังหมดจะเก็บไวในคลังสินคาเพ่ือรอการเบิกจาก
แผนกการผลิต ซ่ึงสามารถอธิบายการข้ันตอนการผลิตไดดงัตอไปนี้ 

1)  กระบวนการขัดผิวแทงผลึก (Lumbered Grinding) 
 เปนกระบวนการขัดผิวแทงผลึกทั้ง 4 ดานเพ่ือปรับระดับผิวระนาบของแทงผลึกใหไปแนว
ระนาบเดียวกันคือ ผิวดาน X1 และ X2 หรือผิวดานหนาและดานหลังของแทงผลึก และดาน Y1 และ 
Y2 หรือผิวดานขางท้ังสองขางดังรูปท่ี 14 ทั้งน้ีเพื่อเปนการเตรียมเนื้องานกอนที่จะเขาสูกระบวนการ
ตัดไมใหเกิดเปนมุมเอียงผิดรูป ซ่ึงในข้ันตอนระหวางการขัดน้ัน เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการขัดดานใด
ดานหนึ่งแลว พนักงานจะนําแทงผลึกที่ผานการขัดมาตรวจสอบผลการขัด โดยใชเครื่อง X-Ray ตรวจ
ระดับระนาบของการขัด เมื่อไดระนาบผิวตามท่ีกําหนดแลว จึงนําไปขัดดานที่เหลือ และตรวจสอบ
ผิวระนาบโดยเครื่องฉายรังสีอีกครั้งอีกครั้ง ในการขัดงานแตละครั้งจะสามารถวางแทงผลึกบนแทน
ขัดงานไดพรอมกันจํานวน 4 แทงตอการเดินเคร่ืองจักร 1 รอบการทํางาน  
                
                                   
 
 
 
 

รูป 4.4 แสดงระนาบขัดแทงผลกึ 
 

2) กระบวนการตัดแทงผลกึ (Lumbered Cut) 
 เปนกระบวนการตัดแทงผลึกที่ผานการขัดผิวมาแลวใหมีขนาดของแทงผลึกลดลงโดยแทงผลึก 
1 แทงใหญสามารถตัดแบงออกเปนแทงผลึก 3 แทงเล็ก ซ่ึงกอนเริ่มข้ันตอนการตัดแทงผลึกจะตองนํา
แทงผลึกที่ผานการขัดผิวมายึดติดกับฐานแทงแกวและฐานเหล็กกอนแลวจึงประกอบเขากับตัวเครื่อง

X 1 

Y1
X 2

Y2
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ตัดโดยการตัดจะตัดตามแนวยาวการตัดแทงผลึกในการตัดแทงผลึกแตละครั้งจะสามารถตัดไดครั้งละ
หน่ึงแทงเทานั้น 
 
 
 
 

รูป 4.5 แสดงแนวการตัดแทงผลกึ 
 

3) กระบวนการตัดแผนเวเฟอร (Wafer Cut) 
 เปนกระบวนการตัดแทงผลึกขนาดเล็กใหเปนแผนบางๆโดยใหมีความหนาอยูท่ีประมาณ 0.15-
0.20 มิลลิเมตร การตัดแทงผลึกใหเปนแผนเวเฟอรจะใชเครื่องตัดแบบเสนลวด (Wire Saw) ซ่ึงเปน
เครื่องตัดแบบความเที่ยงตรงสูง เพื่อจะทําใหไดผิวแผนเวเฟอรจะมีความเรียบ ละเอียดและมีความ
หนาคงที่ ในการเดินเครื่องตัดแผนเวเฟอรแตละครั้งจะใชเวลาในการปรับต้ังเครื่องจักรนานประมาณ
หน่ึงช่ัวโมง เน่ืองจากครั้งตัดแผนเวเฟอรเปนเครื่องจักรที่มีขนาดใหญและมีความซับซอนในการ
ปรับต้ัง การเดินเครื่องตัดแตละครั้งจะไมสามารถหยุดกลางคันได ดังนั้นพนักงานประจําเครื่องตัด 
ตองเปนพนักงานท่ีมีความชํานาญในการใชงานเครื่องจักร ซ่ึงกอนเริ่มข้ันตอนการตัดแทงผลึกจะตอง
นําแทงผลึกที่ผานการตัดมายึดติดกับฐานแทงแกวและฐานเหล็กกอนแลวจึงประกอบเขากับตัวเครื่อง
ตัด ในการตัดแทงผลึกแตละแทงสามารถตัดออกเปนแผนเวเฟอร 378 แผนจากแทงผลึก 1 แทง โดย
จะตัดไดครั้งละ 9 แทง   
 
 
 
 
 
 

รูป 4.6 แสดงแนวตัดแผนเวเฟอรแบบเสนลวด 
 

4) กระบวนการลางแผนเวเฟอร (Wafer Washing) 
เปนกระบวนการทําความสะอาดแผนเวเฟอรที่ผานการตัดมาแลว เปนกระบวนการที่สําคัญ

อยางมาก เนื่องจากแผนเวเฟอรที่ผานกระบวนการตัดจะมีเศษผงของผลึกคริสตัล แกว คราบ
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น้ํามันหลอลื่น และคราบกาวท่ีใชยึดระหวางแทงผลึกและฐานแกว การลางเริ่มจากการลางดวยเครื่อง
ฉีดน้ําแรงดันสูง และแชดวยน้ํารอนเพื่อละลายคราบไขมันรวมทั้งกาวยึดช้ินงานและลางดวยสารเคมี
กอนที่จะลางดวยเครื่องลางงานแบบคลื่นอัลตราโซนิคแลวอบช้ินงานดวยตูอบความรอนเพ่ือใหแหง 

  

 
 

รูป 4.7 แสดงเครื่องลางแผนเวเฟอร 
  
 5)   กระบวนการขัดผิวแผนเวเฟอร (Wafer Lapping) 
 เปนการขัดผิวแผนเวเฟอรเพื่อปรับลดความหนาและทําใหผิวงานเรียบละเอียดโดยใชเครื่องขัด
ผิวแบบจานหมุนรวมกับผงขัดผิวงาน การขัดผิวแผนเวเฟอรจะถูกวางไวกับตัวยึดหรือจ๊ิก (Jig) การ
เดินเครื่องขัดแผนเวเฟอรแบบจานหมุนสามารถใสงานเขากับเคร่ืองขัดผิวไดครั้งละ 205 แผนตอการ
ขัดหนึ่งรอบ เม่ือเสร็จส้ินจึงลางดวยนํ้าสะอาดและเครื่องอัลตราโซนิคกอนนําไปอบดวยเตาอบ  
 

 
 

รูป 4.8 แสดงเครื่องขัดงานแบบจานหมุน 
 
6)   กระบวนการยึดแผนเวฟอร (Wafer Bonding) 

 เปนกระบวนการนําแผนเวเฟอรท่ีผานการขัดมาแลว ยึดเขาดวยกันโดยยึดใหมีลักษณะเปนแทง 
ดวยการใหนําแผนเวเฟอรวางไวบนเตาความรอนเรียงกันเปนแถว จากนั้นจึงใชข้ีผึ้งพาราฟนทาตรง
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บริเวณดานขางของแผนเวเฟอรที่เรียงไวทั้ง 4 ดานโดยใหดานท่ีผานการขัดผิวมาแลวแนบกับใหมาก
ที่สุด จํานวนแผนตอแถวของการยึดแผนเวเฟอรจะกําหนดไวที่ประมาณ 60 แผนตอหนึ่งแถว จากนั้น
จึงนําแผนเวเฟอรที่ยังรอนอยูของแตละแถววางลงบนแทนอัดแนน และรอจนกระท่ังข้ีผึ้งพาราฟนเย็น
ตัวลง 

 
 

รูป 4.9 แสดงเตาความรอนสําหรับยึดแผนเวเฟอรที่ผานการขัดผิวแลว 
  
 7)  กระบวนการตัดแทงเวเฟอร (Wafer Cutting) 
 เปนกระบวนการตัดแบงครึ่งแทงเวเฟอรโดยการตัดแบงครึ่งตามความขนาดความยาวของแทง
เวเฟอรที่ผานการตัดรอบแรกมาแลว ดวยเครื่องตัดแบบใบมีด ซ่ึงจะทําใหไดแทงเวเฟอร หลังส้ินสุด
กระบวนการ 32 แทง 

 

 
 

รูป 4.10 แสดงการตัดแผนเวเฟอรดวยใบมีด 
 

8)  กระบวนการขัดผิวดานขางแทงเวเฟอร (Lap Box) 
 เปนกระบวนการขัดผิวบริเวณดานขางของแทงเวเฟอรที่ผานการตัดแบงเพ่ือลดขนาดจนได
ขนาดแลว การขัดผิวดานขางของแทงเวเฟอรจะขัดพรอมกันทีละสองดานดวยเครื่องขัดแบบจานหมุน
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คือดานบนและดานลาง เม่ือขัดครบตามเวลาที่กําหนดแลว พนักงานประจําเครื่องขัดจะเปลี่ยนดานอีก
2 ขางที่เหลืออีกหนึ่งรอบในกระบวนการขัดนั้นนําแทงเวเฟอรจะถูกวางลงบนจ๊ิกสําหรับขัดงาน ซ่ึง
การขัดผิวดานขางแตละครั้งจะใชสามารถขัดไดครั้งละ 205 แทงตอรอบการเดินเครื่องขัด 
 

 
 

รูป 4.11 แสดงการขัดผวิแผนเวเฟอรดานขาง 
  

9) กระบวนการขัดลบมุมแผนคริสตัลแบลงค (Blank Beveling) 
 เปนกระบวนการขัดลบมุมของแผนคริสตัลแบลงคใหมีลักษณะเปนสวนโคงบริเวณมุมและ
ขอบของแผนคริสตัลแบลงค โดยการนําแผนคริสตัลแบลงคที่ผานการตัดและขัดจนไดขนาด บรรจุ
เขาไปในกระบอกขัดงานซ่ึงภายในกระบอกขัดงานสามารถบรรจุแผนคริสตัลแบลงคไดประมาณ 
3,000 ช้ินพรอมผงขัดงาน (Abrasive Grinding Power) อีกประมาณ 200 กรัม เม่ือบรรจุในกระบอกขัด
งานเสร็จ ก็จะนํากระบอกบรรจุงานวางท่ีลูกกลิ้งของเครื่องขัดโดยจะใหเครื่องขัดหมุนกระบอกบรรจุ
งานตามระยะเวลาที่กําหนดคือ 12 ช่ัวโมง ซ่ึงการวางกระบอกบรรจุงานสําหรับกระบวนการลบมุมนี้
สามารถวางกระบอกบรรจุงานได 24 กระบอกตอหนึ่งเครื่อง 
 

 
 

รูป 4.12 แสดงเครื่องลบมุมแผนคริสตัลแบลงค 
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10)  กระบวนการกัดช้ินงานดวยสารเคมี (Blank Etching) 
 เปนกระบวนการกัดเนื้อผิวงานของแผนคริสตัลแบลงคแบบละเอียดอีกครั้ง เพ่ือใหไดความ
หนาตามที่กําหนด ซ่ึงการกัดผิวงานจะใชสารเคมีที่คุณลักษณะเปนกรดเขมขนภายใตระยะเวลาท่ี
กําหนด ซ่ึงการกัดช้ินงานในข้ันตอนนี้นับวามีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะหากแชช้ินงานไวใน
สารเคมีนานเกินไปจะทําใหความหนาของแผนคริสตัลแบลงคบางเกินไปซ่ึงจะสงผลใหการ
ตอบสนองความถี่สูงเกินความตองการ 
 

 
 

รูป 4.13 แสดงเครื่องกดัผวิแผนคริสตัลแบลงคดวยสารเคมี 
 

11)  กระบวนการแยกความถี่แผนคริสตัลแบลงค (Frequency Classification) 
เปนกระบวนการแบงแยกระดับการตอบสนองความถี่ของแผนคริสตัลแบลงคแตละช้ินดวย

เครื่องแยกการตอบสนองความถี่รวมทั้งคัดแยกของเสียออกไปดวย โดยเครื่องวัดความถี่จะคัดเลือกงาน
ท่ีมีความถี่ใกลเคียงกันใหอยูในถาดใสงานชุดเดียวกันโดยตัวเครื่องแยกความถี่สามารถแบงยานการแยก
ได 40 ชวงการตอบสนองความถี่แผนคริสตัลแบลงค 

 

 
 

 
รูป 4.14 แสดงเคร่ืองการแยกการตอบสนองความถี ่
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12)  กระบวนการตรวจสอบดวยสายตา (Appearances Check) 
 เปนการตรวจสอบชิ้นงานดวยสายตาดวยกลองสองช้ินงาน (Micro Scope) ดวยกําลังขยาย 10 
เทา เพื่อหาช้ินงานที่เกิดรอยราว แตก บ่ิน รวมทั้งเศษสกปรกจากระบวนการที่ผานมาโดยเฉพาะคราบ
สกปรกจากการลางงานท่ีไมสะอาดและฝุนที่ลอยอยูตามพื้นที่การทํางาน เนื่องจากหากชิ้นงานมีส่ิง
แปลกปลอมติดกับช้ินงานจะสงผลตอการตอบสนองความถี่เปลี่ยนไปทันที 
 

 
 

รูป 4.15 แสดงการตรวจสอบแผนคริสตัลแบลงคดวยสายตา 
 
4.1.4   การวิเคราะหหาประสิทธิภาพกอนการปรับปรุง 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพดานแรงงาน ( Labor Productivity) ของกระบวนการผลิตแผน
คริสตัลแบลงคกอนการวิจัย โดยหาไดจากขอมูลการบันทึกของฝายผลิต 5 เดือนกอนการวิจัย เพ่ือให
ทราบผลิตภาพการผลิตของช้ินงานตอจํานวนช่ัวโมงการทํางานของพนักงาน แลวใชเปนขอมูลดัชนี
ในการเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุงของแตละกระบวนการ 
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ตาราง 4.3 แสดงผลิตภาพการผลิตแผนคริสตัลแบลงคในแตละกระบวนการผลิต 
กระบวนการ จํานวนช้ินงาน

ที่ผลิตเฉลีย่ 
 

(ช้ิน/เดือน) 

ช่ัวโมงการ
ทํางานเฉลีย่
ของพนักงาน 

(ช่ัวโมง/เดือน) 

จํานวน
พนักงาน 

 
(คน/เดือน) 

ผลิตภาพดาน
แรงงาน 

 
 (ช้ิน/ช่ัวโมง) 

1. การขัดแทงผลึก 1,544 1,470 5 1.05 
2. การตัดแทงผลึก 4,649 1,764 6 2.64 
3. การตัดแผนผลึก 1,757,356 1,764 6 996.23 
4. การลางแผนเวเฟอร 1,739,267 882 3 1,971.96 
5. การขัดผิวเวเฟอร 1,717,179 2,058 7 834.39 
6. การยึดแผนเวเฟอร 1,682,820 4,116 14 408.85 
7. การตัดแทงเวเฟอร 6,470,860 2,058 7 3,144.25 
8. การขัดผิวดานขางแทงเวเฟอร 6,376,714 2,352 8 2,711.19 
9. การลบมุมแผนคริสตัลแบลงค 6,313,057 2,058 7 3,067.57 
10. การกัดผิวแผนคริสตัลแบลงค 6,250,287 882 3 7,086.49 
11. การแยกความถี่แผนแบลงค 6,156,535 1,470 5 4,188.12 
12. การตรวจสอบแผนแบลงค 6,021,082 5,292 18 1,137.77 

 
4.2 การบันทึกการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ 

 ในการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงค ไดวิเคราะหข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานลงในแผนภูมิการเคล่ือนที่ของงาน ( Process Flow Chart) เพ่ือใหทราบถึงการปฏิบัติอยาง
ละเอียดในแตละข้ันตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงานในแตละกิจกรรม โดยการบันทึกข้ันตอน
กิจกรรมการทํางานของแตละกระบวนการผลิตลงในแบบบันทึกการไหลของงาน ต้ังแตกิจกรรมแรก
ที่รับวัตถุดิบการผลิตจนถึงข้ันตอนสุดทายที่พรอมจะสงตอใหกระบวนการถัดไป 
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Recorder : P
  Oper
  Insp
  Tran
  Dela
  Stor

20. ทดลองเ
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24. ถอดช้ิน
25. นําช้ินงา
26. ประกอบ
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เครื่องจักรขัด
-Ray 
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นX-Ray 
 
บคุณภาพช้ินง
ตอไป 
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จากนั้นจึงทํา
 

Process 2 : 
Machine : B
Recorder : P
  Oper
  Insp
  Tran
  Dela
  Stor

1. รอรับงาน
2. บันทึกแล
3. นําช้ินงาน
4. ประกอบ
5. ตรวจสอบ
6. ประกอบ
7. ตรวจระดั
8. เริ่มเดินเค
9. ปรับระดั
10. ปรับระด
11. เดินเครือ่
12. หยุดเครื่
13. ยกแทน
14. ตรวจสอ
15. ถอดช้ิน
16. นําช้ินงา

งจากผานกระ
การบันทึกเว

 Lumbered Cu
Bland Saw M
Parichart T. 
ration 

pection 
nsportation 
ay 
age 

กิจกรรม
นจากคลังสินค
ละตรวจสอบค
นไปต้ังมุมตัด
บช้ินงานเขากับ
บระดับและแ
บแทนใบมีดตั
ดับนํ้ามันตัดง
ครื่องตัด 
ับน้ํามันเครื่อ
ดับความเร็วข
องตัดช้ินงาน
รื่องจักรและต
ใบมีดตัดออก
อบรอยตัด 
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านลางดวยเค ื

ะบวนการขัด
ลากิจกรรมกา

utting 
Machine 
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คา 
คุณภาพช้ินงา
ดและยึดช้ินงา
บเครื่องตัด 
แรงยึด 
ัดเขาเครื่องตัด
งาน 

งตัด 
ของใบมีดตัด 
 
ตรวจแนวตัด 
กจากเครื่องตัด

นเครื่องตัด 
รื่องฉีดลางงา
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17. นําช้ินงา
18. ตรวจสอ
19. อบช้ินง
20. บันทึกแ
21. เก็บช้ินง
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กิจกรรม
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และตรวจสอบ
งานเตรียมสง
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utting 
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ลังลาง 

บคุณภาพช้ินง
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Process 3 : 
Machine : W
Recorder : P
  Op
  Ins
  Tra
  De
  Sto

1. รอรับงาน
2. บันทึกแล
3. นําช้ินงาน
4. ประกอบ
5. ประกอบ
6. ตรวจสอบ
7. ตรวจระดั
8. ทดลองเดิ
9. ปรับระดั
10. เริ่มเดินเ
11. เดินเครือ่
12. หยุดเครื่
13. ยกแทน
14. ตรวจสอ
15. ถอดช้ิน

งจากผานกระ
การบันทึกเว

 Wafer Cuttin
Wire Saw Ma
Parichart T. 

peration 
spection 
ansportation 
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กิจกรร

นจากคลังสินค
ละตรวจสอบค
นไปต้ังมุมตัด
บลวดตัดเขาเค
บช้ินงานเขากับ
บระดับและแ
ดับนํ้ามันตัดง
ดินเครื่องตัด 
ับน้ํามันเครื่อ
เครื่องความเร็
องตัดช้ินงาน
รื่องจักรและต
ใบมีดตัดออก
อบรอยตัด 
งานจากแทน

ะบวนการตัดแ
ลากิจกรรมกา

ng 
achine 

ม 
คา 
คุณภาพช้ินงา
ดและยึดช้ินงา
ครื่องตัด 
บเครื่องตัด 
แรงยึด 
งาน 

งตัดช้ินงาน 
ร็วตํ่า 
 
ตรวจแนวตัด 
กจากเครื่องตัด

นเครื่องตัด 
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Process 4 : 
Machine : U
Recorder : P
 
  
  
  
  

1. รอรับงาน
2. นําช้ินงาน
3. นําช้ินงาน
4. นําช้ินงาน
5. จัดเรียงช้ิ
6. นําช้ินงาน
7. บันทึกแล
8. เก็บช้ินงา

งจากผานกระ
นั้นจึงทําการบั

 Wafer Wash
Ultrasonic W
Parichart T. 

Operation 
Inspection 
Transportati
Delay 
Storage 

กิจกรรม
นจากกระบวน
นลางดวยเครื่
นลางนํ้ารอนล
นลางดวยเครื่
้นงาน 
นเขาตูอบ 
ละตรวจสอบค
านเพื่อรอการ

รวม 

บวนการตัดแ
บันทึกเวลากิจ

ing  
Washing Mach

ion 

ม 
นการตัดเวเฟอ
องฉีดลางงาน
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คุณภาพช้ินงา
เบิก 

รูป 4.19 แส
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Process 5 : 
Machine : L
Recorder :  
  
  
  
  
  

1. รอรับงาน
2. บันทึกแล
3. ตรวจสอบ
4. ประกอบ
5. ตรวจสอบ
6. ตรวจระดั
7. ทดลองเดิ
8. เริ่มเดินเค
9. เดินเครื่อ
10. ลางนํ้าย
11. ตรวจสอ
12. นําช้ินงา
13. ลางช้ินง
14. ลางช้ินง
15. อบช้ินง

งจากผานกระ
นั้นจึงทําการบั
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งขัดผิว 
ยาขัดออกจาก
อบผิวงานขัด 
านออกจากเค
งานดวยนํ้าสะ
งานดวยเครื่อง
าน 

บวนการลางแ
บันทึกเวลากิจ

ing 
hine 
 

on 

ม 

คา 
คุณภาพช้ินงา
 
ครื่องขัด 
งานกอนขัด 
าน 
 
วตํ่า  

จานเครื่องขัด
 
ครื่องขัด 
ะอาด 
งอุลตราโซนิ

5

แผนเวเฟอรเส
จกรรมการทํา

Process 

  

  
าน   

  
  
  
  
  
  
  

ด   
  
  
  

ค   
  

57 

สร็จ ช้ินงานจ
งานในแตละ

 Flow Chart 
M
P
C

 
 

 
 

  

 
 

จะถูกสงมายัง
ข้ันตอนดังรูป

Material : Qu
Pieces /Batch
Check : Prasi

VA NVA

 5 
 5 
 4 
 4 
 1 

 1 
1  

1  
55  

 7 
 3 
 2 
 12 
 10 
 15 

กระบวนการ
ป 4.20 

uartz Crystal 
h : 205 psc 
t J. 

A Distance

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

รขัดผิวแผน 

e Note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Process 5 : 
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17. เก็บช้ินง
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Process 6 : 
Machine : H
Recorder :  
  O
  In
 
 

T

  D
  St

1. รอรับงาน
2. บันทึกแล
3. จัดสภาพ
4. วางจิ๊กจับ
5. หลอมละ
6. วางแผนเ
7. ทาพาราฟ
8. พลิกแผน
9. วางช้ินงา
10. บันทึกแ
11. เก็บช้ินง

งจากผานกระ
นั้นจึงทําการบั
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ตอไป 
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หลัง
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Process 7 : 
Machine : B
Recorder :  
  
  
 
 

  
  

1. รอรับงาน
2. บันทึกแล
3. นําช้ินงาน
4. ประกอบ
5. ตรวจสอบ
6. ประกอบ
7. ตรวจระดั
8. เริ่มเดินเค
9. ปรับระดั
10. ปรับระด
11. เดินเครือ่
12. หยุดเครื่
13. ยกแทน
14. ตรวจสอ
15. ถอดช้ิน

งจากผานกระ
จากนั้นจึงทํา
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 Parichart  J. 

Operation  
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กิจกรร

นจากคลังสินค
ละตรวจสอบค
นไปต้ังมุมตัด
บช้ินงานเขากับ
บระดับและแ
บแทนใบมีดตั
ดับนํ้ามันตัดง
ครื่องตัด 
ับน้ํามันเครื่อ
ดับความเร็วข
องตัดช้ินงาน
รื่องจักรและต
ใบมีดตัดออก
อบรอยตัด 
งานจากแทน
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ัดเขาเครื่องตัด
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ตรวจแนวตัด 
กจากเครื่องตัด

นเครื่องตัด 
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16. นําช้ินงา
17. ตรวจสอ
18. เปาช้ินง
19. บันทึกแ
20. เก็บช้ินง

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Wafer Cuttin
Bland Saw M
 Parichart  J. 

Operation  
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Delay 
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กิจกรร

านลางดวยเค ื
อบช้ินงานหลั
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งานเตรียมสง
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ตาราง 4.4 แสดงความแตกตางระหวางกิจกรรมท่ีกอเกิดคุณคาและกิจกรรมไมกอเกิดคุณคา  
กระบวนการผลิต กิจกรรมที่กอเกิดคุณคา 

(VA) 
กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดคุณคา

(NVA) 
เวลา 

(นาที) 
เปอรเซ็นต 

(%) 
เวลา 

(นาที) 
เปอรเซ็นต

(%) 
 

1. การขัดแทงผลกึ 95.00 36.54% 165.00 63.46% 
2. การตัดแทงผลกึ 67.00 44.37% 84.00 55.63% 
3. การตัดแผนผลกึ 100.00 52.63% 90.00 47.37% 
4. การลางแผนเวเฟอร - 0.00% 66.00 100.00% 
5. การขัดผวิเวเฟอร 57.00 43.85% 73.00 56.15% 
6. การยึดแผนเวเฟอร - 0.00% 48.00 100.00% 
7. การตัดแทงเวเฟอร 75.00 50.00% 75.00 50.00% 
8. การขัดผวิแทงเวเฟอร 56.50 48.29% 60.50 51.71% 
9. การลบมุมแผนแบลงค 1,201.00 95.17% 61.00 4.83% 
10. การกัดผิวแผนแบลงค 34.00 27.67% 89.00 72.36% 
11. การแยกความถีแ่ผนแบลงค - 0.00% 157.00 100.00% 
12. การตรวจสอบแผนแบลงค - 0.00% 993.00 100.00% 

 
4.3   การวิเคราะหปญหาและหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการ 

จากการท่ีไดศึกษากระบวนการผลิตและวิธีการทํางานในปจจุบันของการผลิตแผนคริสตัล 
แบลงค ซ่ึงมีข้ันตอนการผลิตท้ังหมด 12 โดยการนําขอมูลเวลาของกิจกิจกรรมท่ีกอใหเกิดคุณคารวมกับ
เวลาที่ไมทําใหเกิดคุณคา แลวหารดวยช่ัวโมงการทํางานตอเดือน เพ่ือใหทราบเวลาที่ใชในการผลิต
ช้ินงานตอหนึงช้ินงานของแตละกระบวนการซ่ึงเรียกวารอบการผลิต (Cycle Time) แลวนําเวลาของ
รอบการผลิตที่ได มาทําการเปรียบเทียบกับความตองการตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือการเพิ่ม
จํานวนช้ินงานอยางนอยรอยละ 6 ของท้ัง 12 กระบวนการ แลวพิจารณาวากระบวนการใดเปนคอขวด
ของการผลิตแผนคริสตัลแบลงค และทําการปรับปรุงแกไขในกระบวนการผลิตนั้น และในการเก็บ
ขอมูลแผนผังการไหลของงานสามารถทําไดเพียง 1 ครั้งตอ 1 กระบวนการ เนื่องจากพนักงานสวนใหญ
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ไมคุนเคยกับการถูกจับเวลาในการปฎิบัตงานและบางสวนเกิดความสงสัยในการจับเวลาในแตละ
กิจกรรมการทํางาน อีกทั้งเกิดความกังวลใจในเรื่องการเปลี่ยนหนาท่ีการทํางานของตนเองดวย  

 
ตาราง 4.5 แสดงรอบเวลาที่ใชในการผลิตตอช้ินงานของสภาพการทํางานปจจุบัน 

กระบวนการผลิต เวลารวมของ
กิจกรรม
(นาท)ี 

จํานวนช้ินงาน
ตอรอบการ
ผลิต(ช้ิน) 

เวลารอบการผลิตตอ
ช้ิน 

(นาที/ช้ิน) 

1. การขัดแทงผลกึ 277 4 69.250 
2. การตัดแทงผลกึ 159 3 53.000 
3. การตัดแผนผลกึ 203 3,400 0.060 
4. การลางแผนเวเฟอร 70 3,400 0.021 
5. การขัดผวิเวเฟอร 134 205 0.654 
6. การยึดแผนเวเฟอร 53 300 0.177 
7. การตัดแทงเวเฟอร 150 1,920 0.078 
8. การขัดผวิแทงเวเฟอรดานขาง 125 3,000 0.042 
9. การลบมุมแผนคริสตัลแบลงค 1,262 12,000 0.210 
10. การกัดผิวแผนคริสตัลแบลงค 123 12,000 0.010 
11. การแยกความถีแ่ผนครสิตัลแบลงค 160 12,000 0.013 
12. การตรวจสอบแผนคริสตัลแบลงค 993 12,000 0.083 

 
 นําขอมูลการเปรียบเทียบรอบเวลารวมที่ไดจากการบันทึกจากแผนผังการไหลของกระบวนการ
เทียบกับความตองตองแผนคริสตัลแบลงคที่ตองการผลิตใหไดกําลังการผลิตช้ินงานเพ่ิมอีกรอยละ 6 
เพื่อใหทราบวากระบวนการใดเปนคอขวดของกระบวนการทั้งหมดดังตาราง 4.6  
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ตาราง 4.6 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนชิ้นงานจากการคํานวณและการผลิตไดจริงเฉลี่ย

กระบวนการผลติ 

สภาพการผลิตในปจจุบัน จํานวน
ชิ้นงานที่ได
จากการ
คํานวณ 

 
(ชิ้น) 

จํานวน
ชิ้นงานที่
ผลิตไดจริง 

 
 

(ชิ้น) 

จํานวน
ชิ้นงานที่
ตองการ
เพิ่มขึ้น 

6% 
(ชิ้น) 

จํานวน
ชิ้นงานที่
ตองการ

เพิ่มขึ้น12% 
 

(ชิ้น) 

ชนิดของเครื่องจักรการ
ผลิต 

จํานวน
เครื่องจักร 

 
 

(เครื่อง) 

รวมเวลาที่
ใชตอรอบ

ผลิต 
 

(นาที) 

จํานวน
ชิ้นงาน
ตอครั้ง 

 
(ชิ้น) 

1. การขัดแทงผลึก Grinding Machine 3 277 4 1,528 1,539 1,631 1,723 
2. การตัดแทงผลึก Bland Saw Cut 7 159 3 4,660 4,632 4,910 5,187 
3. การตัดแผนผลึก Wire Saw Cut 3 203 3,400 1,754,963 1,750,759 1,855,805 1,960,850 
4. การลางแผนเวเฟอร Ultra Sonic /Oven 2 70 3,400 3,392,928 1,737,840 1,842,110 1,946,381 
5. การขัดผิวเวเฟอร Lapping Machine 33 134 205 1,745,491 1,720,114 1,823,321 1,926,527 
6. การยดึแผนเวเฟอร Heat Plate & Jig 9 53 300 1,779,310 1,685,702 1,786,845 1,887,987 
7. การตัดแทงเวเฟอร Bland Saw Cut 16 150 1920 7,080,837 6,460,239 6,987,754 7,383,287 
8. การขัดผิวแทงเวเฟอรดานขาง  Lapping Machine 8 125 3,000 6,739,891 6,427,921 6,813,597 7,235,468 
9. การลบมุมแผนคริสตลัแบลงค Beveling Machine 54 1,262 6,000 6,967,047 6,301,317 6,679,396 7,127,459 
10. การกดัผิวแผนคริสตลัแบลงค Etching Machine 2 123 12,000 6,815,063 6,237,261 6,611,497 7,057,475 
11. การแยกความถี่แผนคริสตลัแบลงค Frequency M/C 5 160 12,000 13,031,550 6,143,818 6,512,447 6,985,733 
12. การตรวจสอบแผนคริสตัลแบลงค Microscope 18 993 12,000 7,520,715 6,021,082 6,382,347 6,881,076 
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จากการเปรียบเทียบการคํานวณ พบวาเกิดคอขวดของกระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงคมี
ท้ังหมด 6 กระบวนการ จาก 12 กระบวนการ ไดแก กระบวนการขัดแทงผลึก, กระบวนการตัดแทงผลึก
, กระบวนการตัดแผนเวเฟอร, กระบวนการขัดผิวแผนเวเฟอร, กระบวนการยึดแผนเวเฟอร และ 
กระบวนการขัดผิวดานขางแทงเวเฟอร ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีตองพิจารณาปรับปรุง โดยการไดทําการ
ปรับปรุงแตละกระบวนการดังน้ี 

 
4.3.1 แนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
(1) กระบวนการขัดแทงผลึก 

 จากการวิเคราะหผังกระบวนการรวมกับผูเกี่ยวของ ตามตารางบันทึกกระบวนการไหลของ
กระบวนการขัดแทงผลึกกอนการปรับปรุง พบวาใชเวลาในกระบวนการขัดแทงผลึกทั้งหมดดังนี้  
 1) ใชเวลาในกิจกรรมที่กอใหเกิดคุณคา 95 นาที หรือคิดเปน 34.30%  
 2) ใชเวลาในกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดคุณคา 182 นาที หรือคิดเปน 65.70 % 
จากการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคการต้ังตําถามและ
แนวทางในการแกไข (5W1H) ในแตละกิจกรรมการทํางานไดพบวา 
 1. หองสําหรับเอ็กซเรยช้ินงานนั้นอยูไกลจากหองสําหรับขัดแทงผลึก พนักงานตองเดินทาง
จากหองขัดงานยังหองเอ็กซเรยช้ินงาน เพราะแตเดิมมีการเปลี่ยนพื้นที่การทํางานแตไมมีการเปลี่ยน
เครื่องเอ็กซเรยตามหนางานเพราะเกรงวารังสีเอ็กซเรยอาจรั่วไหลได จึงทําใหเกิดความสูญเสียเนื่องจาก
การเคลื่อนยายงาน แตจากที่ตรวจสอบกับหัวหนางานความปลอดภัยแลว พบวาปริมาณการแผของรังสี
มีนอยมากและไมเคยพบการร่ัวไหลของรังสีมากอนเลย 

จึงทําการปรับปรุงตําแหนงเคร่ืองเอ็กซเรย เพ่ือลดเวลาและระยะแนวทาง ดวยใชเทคนิคการ
จัดเตรียมและพ้ืนที่บริการในการวางผังโรงงาน ซ่ึงสามารถลดระยะการเอ็กซเรยช้ินงานจากระยะ
ทางการเดินทางจาก 88 เมตรเปน 10 เมตรโดยการยายเครื่องเอ็กซเรยมาไวในพ้ืนที่เดียวกับพื้นหองขัด
งานเพ่ือการสูญเสียลดเวลาในการเดินทางในการตรวจสอบคุณภาพของแทงผลึก  
 2. โดยปกติพนักงานจะนําแทงผลึกเอ็กซเรยผิวขัดดานแรกกอนเพ่ือใหแนใจวาผิวที่ขัดนั้นเรียบ 
แลวจึงนําไปขัดผิวดานที่สอง แตจากการรวบรวมขอมูลยอนหลัง 2 ปพบวา ไมพบความผิดปกติเกี่ยวกับ
ความเรียบผิวหลังการขัดครั้งแรกเลย จึงทําใหเกิดความสูญเสียเน่ืองจากการทํางานซํ้าซอน 

จึงทําการปรับปรุงข้ันตอนการขัดงานใหมโดยใหพนักงานขัดผิวท้ังสองดานใหเสร็จกอน แลว
จึงนําช้ินงานไปเอ็กซเรย จึงปรับปรุงดวยเทคนิคการลดเวลาของการเปลี่ยนงาน เพ่ือลดเวลาในการถอด
ประกอบช้ินงาน เพราะโดยปกติพนักงานจะเอ็กซเรยช้ินงานหลังจากขัดเสร็จงานหน่ึงดานกอนแลวจึง
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นําไปขัดดานท่ีเหลือแลวจึงเอ็กซเรยช้ินงานอีกครั้ง จึงตองถอดงานสลับไปมาสองรอบ จากการทดลอง
เปลี่ยนกระบวนการพบวาพนักงานทํางานไดอยางตอเนื่องมากข้ึนเพราะชวยใหลดเวลาในการถอด
ประกอบชิ้นงาน 
 
ตาราง 4.7 แสดงการวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขัดแทงผลึก  
หนวยงาน : Blank Crystal Division กระบวนการ:Lumbered 

Grinding 
งานยอย : การวัดระนาบผิวขัด 

รายละเอียดงานยอย : ตองนําชิ้นงานไปเอ็กซเรยยังหองเอ็กซเรย
หลังจากขดัผิวเสร็จทีละดาน 

วิธีการที่ใช ลดการสูญเสียจากการ
เคลื่อนยายและการทํางานซ้าํซอน 
วิเคราะหโดย ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอะไร 
วัดระนาบแนวขัด 

ทําไมตองทํา 
ตรวจความเรียบ 

ทําอยางอื่นไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอะไร 
- 

ขจัด 
ไม 

ทําที่ไหน 
หองเอ็กซเรย 

ทําไมตองทําท่ีน้ัน 
เครื่องเอ็กซเรยอยู
แผนกอ่ืน 

ทําที่อ่ืนไดหรือไม 
ได 

ควรทําท่ีไหน 
พ้ืนที่ใกลหองขัด
ผิวงาน 

รวม/เปลี่ยน
ข้ันตอน   
ได :ยายเครื่อง X-
Rayใกลหองขัด 
ได :ขัดใหครบทกุ
ดานกอนแลววัด  

ทําเมื่อใด 
หลังจากขดังานเสร็จ 

ทําไมตองทําตอนน้ัน 
ผิวงานตองผานการขดั
ผิวกอน 

ทําตอนอ่ืนไดอกี
หรือไม 
ได 

ควรทําเม่ือใด 
เมื่อขัดผิวครบ
ทั้งหมดกอน 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานประจําเคร่ืองวัด 

ทําไมตองคนน้ันทํา 
พนักงานใชเคร่ืองเปน 

คนอ่ืนทําไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรเปนใครทํา 
- 

ไมได 

ทําอยางไร 
ประกอบเขากับเครื่องวัดผิว 

ทําไมตองทําอยางน้ัน 
เปนงานละเอียด
,อันตราย 

ทําวิธีอ่ืนไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอยางไร 
 - 

ทําใหงานงายขึ้น 
ไมได 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป

หลัง
ละข้ันตอนกา

 

Process 1 : 
Machine : S
Recorder : P
  Oper
  Insp
  Tran
  Dela
  Stora

1. รอรับงาน
2. แกะชิ้นง
3. บันทึกแล
4. ประกอบ

ป 4.28 แสดงต

งจากท่ีไดทําก
ารทํางานอีกค

 Lumbered G
Surface Grind
Parichart T. 
ration 
ection 

nsportation 
ay 
age 

กิจกรรม
นจาก คลังสิน
านและทําคว
ละตรวจสอบค
บช้ินงานกับแท

ตําแหนงการย

การปรับปรงุก
ครัง้ เพื่อใชเป

Grinding 
ding Machine

ม 
นคา 
ามเบื้องตน 
คุณภาพช้ินงา
ทนรองช้ินงาน

7

ยายเครื่องเอ็ก

กระบวนการขั
นขอมูลในกา

Process Fl

e 

    
 
 

าน  
น  

ตําแหนงให

75 
 

 
ซเรยจากตําแ
 

ขัดผวิแทงผลกึ
ารหาเวลาการ

low Chart 
M
Pi
Ch
  

     V

หม 

แหนงเดิมไปยั

กหลังการปรบั
รทํางานหลังก

Material : Qua
ieces /Time : 
heck : Prasit 

VA NVA
 5 
 4 
 4 
 10 

ตําแหนงเดิม 

ยังพื้นท่ีปฏิบัติ

บปรุงจึงหาคา
การปรบัปรุง 

artz Crystal 
 4 psc 
 J. 

A Distance
 
 
 
 

ติงาน 

าเวลาของแต

e Note 
 
 
 
 



 
 

Process 1 : 
Machine : S
Recorder : P
  Oper
  Insp
  Tran
  Dela
  Stora

5. ประกอบ
6. ตรวจสอบ
7. ทดลองเดิ
8. ตรวจระดั
9. เริ่มเดินเค
10. เดินเครือ่
11. ถอดช้ิน
12. ประกอบ
13. ประกอบ
14. ตรวจสอ
15. ทดลองเ
16. ตรวจระ
17. เริ่มเดินเ
18. เดินเครือ่
19. ถอดช้ิน
20. นําช้ินงา

 
 

 Lumbered G
Surface Grind
Parichart T. 
ration 
ection 

nsportation 
ay 
age 

กิจกรรม
บช้ินงานเขากับ
บระดับและแ
ดินเครื่องจักร
ดับนํ้ายาหลอเ
ครื่องขัดผิวดา
องขัดผิวดาน 
งานออกจาก
บช้ินงานกับแ
บช้ินงานบนเ
อบระดับและ
เดินเครื่องจัก
ะดับน้ํายาหลอ
เครื่องขัดผิวด
องขัดผิวดานX
งานออกจาก
านไป X-Ray

Grinding 
ding Machine

ม 
บเครื่องขัด X
แรงยึด 
 
เย็น 
าน X1 
 X1 
เครื่องขัด 
แทนรองช้ินง
เครื่องขัด X2 
ะแรงยึด 
ร 
อเย็น 
ดาน X2 
X2 
เครื่องจักรขัด

y 

7

Process Fl

e 

    
X1   

 
 

 
 
 

าน   
   

  
  
  
  
  

ด   
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low Chart 
M
Pi
Ch
  

     V
   

1
4

   
   
   
   
   
   1
   4
   
   

Material : Qua
ieces /Time : 
heck : Prasit 

VA NVA
 35 
 1.5 
 1 
 0.5 

1.5  
46  

 5 
 10 
 22 
 1.5 
 1 
 0.5 

1.5  
46  

 5 
 1 

artz Crystal 
 4 psc 
 J. 

A Distance
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

e Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Process 1 : 
Machine : S
Recorder : P
  Oper
  Insp
  Tran
  Dela
  Stora

21. ประกอบ
22. X-Ray ชิ
23. ถอดช้ิน
24. ประกอบ
25. X-Ray ชิ
26. บันทึกแ
27. นําช้ินงา

 

 (2) 
 จาก
กระบวนกา
 1) ใช
 2) ใช
จากการวิเค
แนวทางใน

 Lumbered G
Surface Grind
Parichart T. 
ration 
ection 

nsportation 
ay 
age 

กิจกรรม
บช้ินงานกับแ
ช้ินงานดาน X
งานจากแทน
บช้ินงานกับแ
ช้ินงานดาน X
และตรวจสอบ
านไปเก็บช้ิน

รวม 

รูปที่ 29 แสด

 กระบวนการ
การวิเคราะห
ารตัดแทงผลกึ
ชเวลาในกิจก
ชเวลาในกิจก
คราะหเพื่อหา
นการแกไข (5

Grinding 
ding Machine

ม 
แทนX-Ray 
X1 
นX-Ray 
แทนX-Ray 
X2 
บคุณภาพช้ินง
เตรียมสงตอไ

ดงแผนผังกระ

รตัดแทงผลึก 
หผังกระบวน
กพบวาใชเวล
กรรมที่กอใหเ
กรรมที่ไมกอใ
แนวทางในก
W1H) ในแต

7

Process Fl

e 

    
  
  
  
  
  

งาน   

ไป   
  

ะบวนการขัดแ

นการรวมกับผู
ลาในกระบวน
เกิดคุณคา 75 
ใหเกิดคุณคา 
ารเพื่อการปรั
ละกิจกรรมก
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low Chart 
M
Pi
Ch
  

     V
   
   
   
   
   
   
   

   9

แทงผลึกหลัง
 

ผูเกี่ยวของ ต
นการตัดแทงผ
 นาที หรือคิด
 84 นาที หรอื
รับปรุงประสิท
การการทํางาน

Material : Qua
ieces /Time : 
heck : Prasit 

VA NVA
 5 
 12 
 5 
 3 
 12 
 2 
 1 

95 147 

การปรบัปรุง

ามตารางบัน
ผลึกท้ังหมดดั
ดเปน 47.17%
อคิดเปน 52.83
ทธิภาพโดยใ
นไดพบวา 

artz Crystal 
 4 psc 
 J. 

A Distance
 
 
 
 
 
 

5 
10 

กระบวนการ

ทึกกระบวน
ดังนี้  

  
3 % 
ชเทคนิคการต

e Note 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร 

การไหลของ

ตัง้ตําถามและ

ง

ะ
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ในข้ันตอนการตัดช้ินงานแตละครั้งจะมีการกําหนดความเร็วรอบของการปรับความเร็วใบมีด
ตัดช้ินงานโดยกําหนดไวอยูที่ ความเร็วมอเตอร 75 รอบตอนาที ทั้งนี้เน่ืองจากหากใชความเร็วเกินกวา
นี้จะสงผลใหรอยตัดไมเรียบ เบื้องตนทราบวาเกิดจากน้ํามันตัดช้ินงานไหลเขาไปไมถึงรองใบมีดจึง
ทําใหเกิดความสูญเสียเนื่องมาจากการรอคอย 

แนวทางในการปรับปรุง เบ้ืองตนพบวาเครื่องตัดสามารถเพิ่มความเร็วในการตัดไดแตหากใช
ความเร็วมากเกินไปจะทําใหน้ํามันตัดช้ินงานไมสามารรถไหลในไปในรองมีดตัดไดทันซ่ึงทําให
ทราบวาการตัดช้ินงานมีตัวแปลอยู 2 ปจจัยจึงใชเทคนิคการออกแบบการทดลอง โดยการพิจารณา
ปจจัยมีความเก่ียวของกับกระบวนการตัดอยู 2 ปจจัยไดแก จํานวนหัวจายน้ํามันตัดช้ินงานกับ
ความเร็วใบมีดในการตัด โดยทําการทดลองที่หัวจายนํ้ามันตัดช้ินงานที่จํานวน 4, 5 และ 6 หัวจาย
ตามลําดับ และการทดลองเพิ่มความเร็วในการตัดใหมากข้ึนจาก 75, 90,105 รอบตอนาทีตามลําดับ  
 
ตาราง 4.8 แสดงปจจัยและระดับความนาสนใจในการตัดแทงผลึก 

ปจจัย 
ระดับ 

1 2 3 
ความเร็วมีดการตัด 75 90 105 

หัวจายน้ํามนัตัดช้ินงาน 4 5 6 
  
 

 
 

รูป 4.30 แสดงความมีนัยสําคญัของหัวจายน้ํามันในกระบวนการตัดแทงผลกึ 
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ผลที่ไดจากการทดลองท่ีออกแบบไว พบวาการเพ่ิมความเร็วการตัดมีนัยตอคุณภาพงานนอย
กวาเม่ือเทียบกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนหัวจายนํ้ามันตัดช้ินงานจาก 5 เปน 6 หัวจาย ดังน้ัน จึงไดทํา
การปรับความเร็วใบมีดตัดแทงผลึกที่ความเร็ว สูงสุดท่ี 105 รอบเพื่อลดเวลาในการตัดลงและเพิ่ม
จํานวนหัวจายน้ํามันจาก 5 หัวจายเปน 6 จายเพื่อลดปญหารอยตัดไมเรียบ 

 
ตาราง 4.9 แสดงการบันทึกขอมูลการวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตดัแทง
ผลึก 
หนวยงาน : Blank Crystal Division กระบวนการ: Lumbered Cut งานยอย  :ตรวจตัดชิ้นงาน 

รายละเอียดงานยอย : กระบวนการตดัแทงผลกึตองใชเวลาในการตัดที่
ยาวนาน 

วิธีการที่ใช : หาคาความเร็วในการ
ตัดแทงผลกึดวยการใชเร็วใชเวลา
นอยที่สุด 
วิเคราะหโดย  ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอะไร 
ตัดแทงผลึก 

ทําไมตองทํา 
แบงใหชิ้นงานเล็กลง 

ทําอยางอื่นไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอะไร 
- 

ขจัด 
ไม 

ทําที่ไหน 
หองตัดงานแทงผลึก 
 

ทําไมตองทําที่น้ัน 
หองตัดโดยเฉพาะ 

ทําที่อื่นไดหรือไม 
ไมได 

ควรทําที่ไหน 
- 

รวม/เปลี่ยน
ข้ันตอน 
ได 
เพ่ิมความเร็วและ
ปริมาณนํ้ามัน
สําหรับการตดั
ชิ้นงานใหมาก
ข้ึน 

ทําเมื่อใด 
เม่ือชิ้นงานขัดผวิ
เสร็จ 

ทําไมตองทําตอนน้ัน 
เปนกระบวนการ
ตอเน่ือง 

ทําตอนอื่นไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําเม่ือใด 
- 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานตัดชิ้นงาน 

ทําไมตองคนน้ันทํา 
พนักงานใชเครื่อง
เปน 

คนอ่ืนทําไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรเปนใคร
ทํา 
- 

ทําอยางไร 
ประกอบชิ้นงานเขา
กับแทนใบมีดเคร่ือง
ตัด 

ทําไมตองทําอยางน้ัน 
เปนงานละเอียด
,อันตราย 

ทําวิธีอ่ืนไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอยางไร 
- 

ทําใหงานงายขึ้น 
ไมได 

 
 
 



 

รูป 
 
หลัง

ข้ันตอนการ
 

Process 2 
Machine :
Recorder 
  
  
  
  
  

1. รอรับงา
2. บันทึกแ
3. นําช้ินง
4. ประกอ

 4.31 แสดงก

งจากท่ีไดทําก
รทาํงานอีกครั

 : Lumbered 
: Bland Saw M
 : Parichart J, 

Operation 

Inspection
Transporta
Delay 

Storage 

กิจก
านจากคลังสิน
และตรวจสอบ
านไปต้ังมุมตั
บช้ินงานเขาก

ารเพ่ิมหัวจาย

การปรับปรงุก
รั้ง เพ่ือใชเปน

Cutting 
Machine 
 

n 

ation 

รรม 
นคา  
บคุณภาพชิ้น
ตัดและยึดช้ินง
กับเครื่องตัด 

8

ยนํ้ามันตัดแท

กระบวนการตั
นขอมูลในการ

Process F

 

งาน   
งาน   
  

80 
 

 
 

ทงผลกึหัวจาย

ตัดแทงผลกึหล
รหาเวลาการท

Flow Chart 

    
 

 
 
    

น้าํมันแบบ 4

ลังการปรับป
ทํางานหลังกา

Material :
Pieces /Ti
Check : P

 
 

 VA NV
 5
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 7

  7

4 หัว และ 6 หั

รงุ จึงหาคาเว
ารปรบัปรุงดัง

: Quartz Crys
ime : 3 psc 

Prasit J 

VA Distanc
5  
4  
7  
7  

 

หัวจาย 

วลาของแตละ
งรูป 4.32 

stal 

ce Note 
 
 
 
 

ะ



 

Process 2 
Machine :
Recorder 
  
  
  
  
  

5. ตรวจส
6. ประกอ
7. ตรวจระ
8. เริ่มเดนิ
9. ปรับระ
10. ปรับร
11. เดินเค
12. หยุดเค
13. ยกแท
14. ตรวจส
15. ถอดช้ิ
16. นําช้ิน
17. นําช้ิน
18. ตรวจส
19. อบช้ิน
20. บันทกึ
21. เก็บช้ิน

 : Lumbered 
: Bland Saw M
 : Parichart J, 

Operation 
Inspection 

Transporta
Delay 
Storage 

กิจก
อบระดับและ
บแทนใบมีด
ะดับน้ํามันตัด
นเครื่องตัด 
ดับน้ํามันเครื่
ะดับความเร็ว
รื่องตัดช้ินงา
ครื่องจักรและ
นใบมีดตัดออ
สอบรอยตัด  
ช้ินงานจากแท
งานลางดวยเ
งานลางน้ํารอ
สอบช้ินงานห
นงาน  
กและตรวจสอ
นงานเตรียมส

Cutting 
Machine 
 

 

ation 

รรม 
ะแรงยึด 
ตัดเขาเครื่องต
ดงาน 

รื่องตัด  
วของใบมีดตัด
น  
ะตรวจแนวตัด
อกจากเครื่อง
 
ทนเครื่องตัด  
เครื่องฉีดลางง
อนเพ่ือละลาย
หลังลาง  

อบคุณภาพช้ิน
สงตอไป 

8

Process F

 
 

ตัด  
 
 
 

ด   
 

ด   
ตัด   

 
 

งาน   
ยกาว   

 
 

นงาน  
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Flow Chart 
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Process 2 
Machine :
Recorder 
  
  
  
  
  

(3) ก
 จากก
ตัดแผนเวเฟ
 1) ใช
 2) ใช
จากการวิเค
แนวทางใน

ปญห
เครื่องตัดเพื
รอยเสนลว
ปองกันไมใ
อีกท้ังลอสํ
เคลื่อนไหว
เครื่องตัดแผ

 : Lumbered 
: Bland Saw M
 : Parichart J, 

Operation 
Inspection 

Transporta
Delay 
Storage 

กิจก
รว

รูป 4.32 

กระบวนการต
การวิเคราะห
ฟอรหลังการป
ชเวลาในกิจก
ชเวลาในกิจก
คราะหเพื่อหา
นการแกไข (5
หาเกิดจากกา
พ่ือตัดช้ินงาน
วดสําหรับตัด
ใหเสนลวดข
สําหรับรอยเส
วที่มากเกินไ
ผนเวเฟอร  

Cutting 
Machine 
 

 

ation 

รรม 
วม 

 แสดงแผนผัง

ตัดแผนเวเฟอ
ผังกระบวนก
ปรับปุรง พบว
กรรมที่กอใหเ
กรรมที่ไมกอใ
แนวทางในก
W1H) ในแต
รเตรียมเครื่อ
จะสูญเสียไป
ดช้ินงานเขากั
ามแนวรองก
สนลวดมีขน
ปของพนักง

8

Process F

 
  

งกระบวนการ

อร 
การรวมกับผูเกี
วาใชเวลาในก
เกิดคุณคา 100
ใหเกิดคุณคา 
ารเพื่อการปรั
ละกิจกรรมก
องจักรกอนกา
ปกับการรอยเส
กับรองลอลวด
กระโดดไปตก
าดใหญจึงไ
าน ในการรอ
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Flow Chart 

    
        

 
รตัดแทงผลึก

 

กี่ยวของ ตาม
กระบวนการ
0 นาที หรือคิ
 103 นาที หรื
รับปรุงประสิท
การการทํางาน
ารตัดช้ินงานที
สนลวดสําหรั
ดตัดของเคร่ื
กรองลออ่ืน ซึ
มสะดวก จึง
อยลวดตัดสง

Material :
Pieces /Ti
Check : P

 
 

 VA N
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หลังการปรบั

ตารางบันทกึ
ขัดแทงผลึกทั
ดเปน 49.26%
อคิดเปน 50.7
ทธิภาพโดยใ
นไดพบวา 
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รับตัดแผนเวเ
องตัดและตอ
ซ่ึงพนักงานต
งทําใหเกิดคว
งผลใหเกิดคว

: Quartz Crys
ime : 3 psc 

Prasit J 

NVA Dista
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นการ 

งกระบวนการ

ตัง้ตําถามและ

จากในการจัด
นักงานจะตอง
ะมัดระวังเพื่อ
ามองแนวรอง
น่ืองจากการ
การจัดเตรียม

ร

ะ

ด
ง
อ
ง 
ร
ม
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จึงทําการการเปล่ียนแปลงการทํางานจากที่พนักหนึ่งคนดูแลเครื่องจักรหนึ่งเครื่องหรือดูแล
เฉพาะเครื่องใดเคร่ืองน้ัน  เปนแบบพนักงานสามคนรับผิดชอบรวมกันสามเครื่องหรือรวมกันเปน 1
กลุมการผลิตแนวทางในการปรับปรุงการใชเทคนิคการลดเวลาการเปลี่ยนงาน เพ่ือใหพนักงานใน
กลุมเดียวกันชวยกันรอยเสนลวดตัดงานทีละเครื่อง สงผลใหสามารถลดเวลาในข้ันตอนของการรอย
เสนลวดตัดช้ินงานลง และจากข้ันตอนดังกลาวยังสงผลทําใหการเดินเครื่องจักรทํางานไดอยาง
ตอเนื่องดวย เพราะหลังจากกระจายเวลาในการปรับเคร่ืองจักรใหกันสงผลใหเครื่องจักรไมจําเปนตอง
ทํางานพรอมกัน และไมหยุดทํางานพรอมกันจึงทําใหเครื่องจักรทั้งสามเครื่องสามารถเดินเครื่องได
อยางตอเน่ือง ทําใหลดการสูญเสียเวลาในการรอยเสนลวดตัดช้ินงานลง เพราะเม่ือพนักงานชวยกัน
จัดเตรียมเครื่องจักรในข้ันตอนของการรอยเสนลวดตัดช้ินงานทําไดรวดเร็วข้ึน 
 
ตาราง 4.10 แสดงการวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตัดแผนเวเฟอร 
หนวยงาน : Blank Crystal 
Division 

กระบวนการ: Wafer Cut งานยอย : ประกอบลวดตดัเขาเครื่องตัด 

รายละเอียดงานยอย : ตองรอยลวดตัดตามแนวรองลอหมุนสําหรับ
ตัดชิ้นงาน 

วิธีการที่ใช : เปนกลุมของตัวเองเรียก
เปนหนึ่งเซลล 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 

ทําอะไร 
ประกอบลวดตัดงาน 

ทําไมตองทํา 
ใชลวดตัดแบงงาน
ออกเปนแผน 

ทําอยางอ่ืนไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอะไร 
- 

ขจัด 
ไม 

ทําที่ไหน 
หองตัดงาน 

ทําไมตองทําท่ีน้ัน 
หองเคร่ืองตัดโดยเฉพาะ 

ทําที่อ่ืนไดหรือไม 
ไมได 

ควรทําที่ไหน 
- 

รวม/เปลี่ยน
ข้ันตอน 
ไมได 
 

ทําเม่ือใด 
หลังจากรับแทงผลึก 

ทําไมตองทําตอนน้ัน 
เปนกระบวนการตอเน่ือง 

ทําตอนอื่นไดอกี
หรือไม 
ไมได 

ควรทําเม่ือใด 
- 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานประจํา
เคร่ืองวัด 

ทําไมตองคนน้ันทํา 
พนักงานมีความชํานาญ 

คนอื่นทําไดอีก
หรือไม 
ได 

ควรเปนใครทํา 
พนักงานในกลุม
เดียวกัน 

ทําอยางไร 
ประกอบเสนลวดเขา
กับรองลอลวดเครื่อง
ตัด 

ทําไมตองทําอยางน้ัน 
เปนงานละเอียดมาก 

ทําวิธีอื่นไดอีก
หรือไม 
ได 

ควรทําอยางไร 
ใชคนสองคน
ชวยกันจัดเสนลวด 

ทําใหงานงายข้ึน 
ได 



 
หลัง

ข้ันตอนการ
 

Process 3 
Machine :
Recorder 
  Op
  Ins
  Tra
  De
  Sto

1. รอรับงา
2. บันทึกแ
3. นําช้ินง
4. ประกอ
5. ประกอ

 

รูป 4.3

งจากท่ีไดทําก
รทาํงานอีกครั

 : Wafer Cutt
: Wire Saw M
 :  Parichart J
peration 
spection 
ansportation 
lay 

orage 
กิจกรร

านจากคลังสิน
และตรวจสอบ
านไปต้ังมุมตั
บลวดตัดเขาเ
บช้ินงานเขาก

33 แสดงการร

การปรับปรงุก
รั้งเพ่ือใชเปน

ting 
Machine 
. 

ม 
นคา 
บคุณภาพชิ้น
ตัดและยึดช้ินง
เครื่องตัด 
กับเครื่องตัด 

8

รอยเสนลวดตั

กระบวนตัดแผ
ขอมูลในการ

Process Fl

  
 

งาน  
งาน  
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ตัดแผนเวเฟอร

ผนเวเฟอรหลั
หาเวลาการทํ

low Chart 
M
Pi
Ch

 
 

   V

   
   

 

รตามรองลอเ

ลังการปรับปรุ
ทํางานหลงัการ

Material : Qua
ieces /Time : 
heck : Prasit 

VA NVA
 5 

 4 
 15 
 33 
 15 

เครื่องตัด 

รงุ จึงหาคาเวล
รปรับปรุงดัง

artz Crystal 
 3,400 psc 
 J 

A Distance
 
 
 
 
 

 

ลาของแตละ
รูป 4.34 

e Note 
 
 
 
 
 



Process 3 
Machine :
Recorder 
  Op
  Ins
  Tra
  De
  Sto

6. ตรวจส
7. ตรวจระ
8. ทดลอง
9. ปรับระ
10. เริ่มเดนิ
11. เดินเค
12. หยุดเค
13. ยกแท
14. ตรวจส
15. ถอดช้ิ
16. นําช้ิน

รู
 
(4) ก

 จากก
ลางแผนเวเ

 : Wafer Cutt
: Wire Saw M
 :  Parichart J
peration 
spection 
ansportation 
lay 

orage 
กิจกรร

อบระดับและ
ะดับน้ํามันตัด
งเดินเครื่องตัด
ดับน้ํามันเครื่
นเครื่องความ
รื่องตัดช้ินงา
ครื่องจักรและ
นใบมีดตัดออ
สอบรอยตัด 
ช้ินงานจากแท
งานไปยังหอ

รวม 

ป 4.34 แสดง

กระบวนการล
การวิเคราะห
เฟอร พบวาใช

ting 
Machine 
. 

ม 
ะแรงยึด 
ดงาน 
ด 
รื่องตัดช้ินงาน
มเร็วตํ่า 
น 
ะตรวจแนวตัด
อกจากเครื่อง

ทนเครื่องตัด 
องลางงาน 

งแผนผังกระบ

ลางแผนเวเฟอ
ผังกระบวนก
ชเวลาในกระ

8

Process Fl

  
  
  
  

น   
  
  

ด   
ตัด   

  
  
  
  

บวนการตัดแผ

อร 
การรวมกับผูเกี
บวนการลางแ
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low Chart 
M
Pi
Ch

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ผนเวเฟอรหลั

กี่ยวของ ตาม
แผนเวเฟอรทั

Material : Qua
ieces /Time : 
heck : Prasit 

VA NVA
 1 
 0.5 

3.5  
0.5  
1  
95  
 1 
 5 
 0.5 
 7 
 3 

100 90 

ลังการปรับปรุ

ตารางบันทกึ
ทั้งหมดดังนี้  

artz Crystal 
 3,400 psc 
 J 

A Distance
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

15 
 15 

รุงกระบวนกา

กการไหลของ

e Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

าร 

งกระบวนการร
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 1) ใชเวลาในกิจกรรมที่กอใหเกิดคุณคา 0 นาที หรือคิดเปน 0.00 %  
 2) ใชเวลาในกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดคุณคา 70 นาที หรือคิดเปน 100 % 
จากการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคการต้ังตําถามและ
แนวทางในการแกไขดังนี้ (5W1H) ในแตละข้ันตอนการการทํางานไดพบปญหาความสูญเสียที่เกิด
จากท้ังจาก 8 ข้ันตอนเพราะในกระบวนการลางงานไมสงผลใหช้ินงานเกิดการเปล่ียนแปลงรูปราง
หรือคุณสมบัติแตอยางใด แตไมสามารถหลีกเหลี่ยงได เนื่องจากเปนข้ันตอนการทํางานที่มีความ
จําเปน เพราะข้ันตอนนี้เปนการลางส่ิงสกปรกจากคราบน้ํามันตัดงาน ผงขัด กากผลึก และคราบกาว
ออก และตองใชความระมัดระวังเพราะแผนเวเฟอรน้ันมีขนาดบางมากจึงตองระวังไมใหแตกราว
เกิดข้ึน  

แตหลังจากวิเคราะหจากสภาพหนางานอยางละเอียดแลวพบวาในข้ันตอนของการอบชิ้นงาน
ดวยอุณหภูมิปจจุบันท่ีระดับความรอน 130-140 องศาเซลเซียน เปนเวลา 15 นาทีพบวาช้ินงานเกิดรอย
ไหม จึงไดทดลองลดเวลาในการอบชิ้นงานลงทีละ 1 นาทีเน่ืองจากเปนปจจัยเดียวท่ีสามารถปรับปรุง
ได จึงใชเทคนิคการตรวจสอบดวยตัวเอง (Self Check Inspection) ดวยการตรวจสอบสภาพแผนเวเฟอร
ดวยสายตา พบวาที่เวลา 11 นาทีเปนคาเวลาช้ินงานแหงสนิทและเกิดรอยไหมนอยกวาการอบที่เวลา 15 
นาที จึงไดลดเวลาในการอบจากเวลา 15 นาทีเปนเวลา 11 นาที ถึงแมวาจากการคํานวณกําลังการผลิต
ของข้ันตอนการลางแผนเวเฟอรยังสามารถรองรับการผลิตไดอีก 46% ของยอดการผลิตเปาหมาย แต
โอกาสในการปรับปรุงไดนั้นสามารถทําได ซ่ึงผลการทดลองที่ไดเปนดังรูป 4.35 
 
ตาราง 4.11 แสดงการวิเคราะหเพื่อการปรบัปรุงประสิทธิภาพกระบวนการลางแผนเวเฟอร 
หนวยงาน : Blank Crystal Division กระบวนการ: Wafer 

Washing 
งานยอย : การอบชิ้นงาน 

รายละเอียดงานยอย : กระบวนการลางสิ่งสกปรกออกจากแผนเว
เฟอร 

วิธีการที่ใช : ลดการสูญเสียเวลาอบงาน 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอะไร 
อบแผนเวเฟอร 

ทําไมตองทํา 
เพ่ือแผนเวเฟอร
แหง 

ทําอยางอื่นไดอีกหรือไม 
ได 

ควรทําอะไร 
หาเวลาท่ีเหมาะสม 

ขจัด 
ไม 

ทําที่ไหน 
หองลางงาน 

ทําไมตองทําที่น้ัน 
หองลางโดยเฉพาะ 

ทําที่อ่ืนไดหรือไม 
ไมได 

ควรทําที่ไหน 
- 

รวม/เปลี่ยนขั้นตอน 
ลดเวลาในการอบลง 
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หนวยงาน : Blank Crystal Division กระบวนการ: Wafer 

Washing 
งานยอย : การอบชิ้นงาน 

รายละเอียดงานยอย : กระบวนการลางสิ่งสกปรกออกจากแผนเว
เฟอร 

วิธีการที่ใช : ลดการสูญเสียเวลาอบงาน 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําเมื่อใด 
ลางแผนเวเฟอร
เสร็จ 

ทําไมตองทําตอน
นั้น 
เปนข้ันตอน
ตอเน่ือง 

ทําตอนอ่ืนไดอีกหรือไม 
ไมได 

ควรทําเมื่อใด 
- 

 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานลาง 

ทําไมตองคนน้ันทํา 
เปนงานละเอียด 

คนอื่นทําไดอีกหรือไม 
ไมได 

ควรเปนใครทํา 
- 

ทําอยางไร 
นําชิ้นงานวางไว
ในตูอบ 

ทําไมตองทําอยาง
นั้น 
ใหนํ้าแหง 

ทําวิธีอื่นไดอีกหรือไม 
ไมได 

ควรทําอยางไร 
- 

ทําใหงานงายข้ึน 
 

 
ในการอบชิ้นงานแตละครั้งจะตองนําช้ินงานวางในตะแกรงสําหรับอบช้ินงาน โดยจะตองวาง

เรยีงกันใหเปนระเบียบเพื่อที่จะทําใหชิ้นงานแหงทั่วถึงกันตลอดทั้งแผนและตลอดทั่วทุกช้ัน 
 

ลักษณะรอยไหมที่เกิด ระดับอุณหภูมคิวามรอนและเวลาที่ใช 

 

  

อุณหภูมิในการอบ 140 องศาเซลเซียน 
เวลาในการอบ 15 นาท ี
มีคราบรอยไหมสีนํ้าตาลเข็มเกาะขอบชิ้นงานมาก 
ชิ้นงานแหงสนิทไมเกาะติดกัน 

 

 

อุณหภูมิในการอบ 140 องศาเซลเซียน 
เวลาในการอบ 14 นาท ี
 มีคราบรอยไหมสีนํ้าตาลเข็มเกาะขอบชิ้นงานลดลง 
ชิ้นงานแหงสนิทไมเกาะติดกัน 
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ลักษณะรอยไหมที่เกิด ระดับอุณหภูมิความรอนและเวลาที่ใช 

 

 

อุณหภูมิในการอบ 140 องศาเซลเซียน 
เวลาในการอบ 13 นาท ี
มีคราบรอยไหมสีนํ้าตาลเข็มเกาะขอบชิ้นงานบางแผน 
ชิ้นงานแหงสนิทไมเกาะติดกัน 
 

 

 

 
อุณหภูมิในการอบ 140 องศาเซลเซียน 
เวลาในการอบ 12 นาท ี
มีคราบรอยไหมสีนํ้าตาลเข็มเกาะขอบชิ้นงานเฉพาะดานขาง 

ชิ้นงานแหงสนิทไมเกาะติดกัน 

 

 

อุณหภูมิในการอบ 140 องศาเซลเซียน 
เวลาในการอบ 11 นาท ี
ไมมีคราบรอยไหมสีนํ้าตาลเข็มเกาะขอบชิ้นงานเลย 
ชิ้นงานแหงสนิทไมเกาะติดกัน 

 

 

 อุณหภูมิในการอบ 140 องศาเซลเซียน 
เวลาในการอบ 10 นาท ี
ไมมีคราบรอยไหมสีนํ้าตาลเข็มเกาะขอบชิ้นงานเลย 
มีชิ้นงานเกาะตดิกันเลก็นอย เน่ืองจากมีนํ้าเกาะระหวางแผน
ชิ้นงาน 

 
รูป 4.35 แสดงรอยไหมหลังผานข้ันตอนการอบแผนเวเฟอรที่อุณหภูมิการอบตางกัน 

 
หลังจากท่ีไดทําการปรับปรงุกระบวนลางช้ินงานในข้ันตอนของการอบแผนเวเฟอรหลังการ

ปรับปรุง จึงหาคาเวลาของแตละข้ันตอนการทํางานอีกครั้งเพื่อใชเปนขอมูลในการหาเวลาการทํางาน
หลังการปรับปรุง 



 

(5) ก
จาก

กระบวนกา
 1) ใช
 2) ใช

Process 4 
Machine :
Recorder 
 
  
  
  
  

1. รอรับงา
2. นําช้ินง
3. นําช้ินง
4. นําช้ินง
5. จัดเรียง
6. นําช้ินง
7. บันทึกแ
8. เก็บช้ิน
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ะบวนการลาง
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จากการวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคการต้ัง
คําถามและแนวทางในการแกไข (5W1H) ในแตละกิจกรรมการการทํางานไดพบวา 

ปญหาความสูญเสียในกระบวนผลิตท่ีไมเหมาะสม ในขั้นตอนของการเก็บตัวชิ้นงานออกจาก
เครื่องจักรขัดงานหลังใชงานเสร็จ ซ่ึงตองใชเวลาและความระมัดระวังในการนําช้ินงานออกจาก
เครื่องจักร เพื่อเตรียมเริ่มเดินเครื่องรอบใหม ในข้ันตอนการทํางานของการลางช้ินงานกอนการอบ
พนักงานตองโดยนําช้ินงานใสในตะกราพลาสติกกอนแลวจึงยายไปใสยังตะกราสําหรับลางเครื่องลาง
แบบอัลตราโซนิคอีกครั้ง 

จึงปรับปรุงโดยการเปลี่ยนวิธีการลางทําความสะอาดจานเครื่องขัดงาน โดยใชผักบัวฉีดเปน
การใชผาชุบนํ้าเช็ดและใชแปรงทําความสะอาด ดวยเทคนิคการลดเวลาของการเปลี่ยนงาน โดยการ
ลดเวลาการทําความสะอาดเครื่องขัดงาน เนื่องจากการใชฝกบัวลางทําความสะอาดทําใหนํ้ากระจาย
ออกนอกบริเวณจานขัดและยังทําใหช้ินงานหลุดออกจากกรอบยึดงานดวย ทําใหพนักงานไมตอง
เสียเวลาเช็ดทําความสะอาดและเก็บช้ินงานท่ีหลุดออกจากกรอบยึดงาน และใหพนักงานนําช้ินงานใส
ในตะกราสําหรับใชกับเครื่องลางงานแบบอัลตราโซนิคโดยตรงแลวจึงนําช้ินงานลางยังเคร่ืองอัลตรา
โซนิคทันที ดวยการใชเทคนิคการจัดเตรียมและบริการพื้นท่ี จากการปรับปรุงดังกลาว ยังทําใหเกิดผล
ดีในดานการลดของเสีย เนื่องเกิดจากช้ินงานมีรอยราวลดลงเพราะช้ินงานไมการกระแทกชนกัน 

 

 

กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
   

 
   

 

 
 
 
 

 
ชิ้นงานเสียที่กระเด็นออกนอกจานขัดจากแรงน้ําฉีด 

 
 
 
 
 

ชิ้นงานไมกระเด็นออกนอกจานขัดงาน 

รูป 4.37 แสดงวิธกีารลางน้ํายาขัดผิวงานบนจานขัดเครื่องขัด
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ตาราง 4.12 แสดงการวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขัดผิวแผนเวเฟอร 
หนวยงาน : Blank Crystal 
Division 

กระบวนการ: Lapping Process งานยอย : ลางนํ้ายาขดัออกจากจาน
เครื่องขัด 

รายละเอียดงานยอย : ข้ันตอนการลางนํ้ายาขัดงานออกจากจานขัด
ตองขัดดวยความระมัดระวัง 

วิธีการที่ใช : ลดการสูญเสียเวลาใน
การเตรียมเครื่องจักร 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีกาปรับปรุง 

ทําอะไร  
ลางจานขัดผิวงาน 

ทําไมตองทํา 
ลางนํ้ายาขัดงานออก
จากชิ้นงานและจานขัด
งาน 

ทําอยางอ่ืนไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอะไร 
- 

ขจัด 
ไมได 

ทําที่ไหน 
เครื่องขัดผิวงาน 

ทําไมตองทําที่น้ัน 
งานยังติดกับตัวเคร่ือง 

ทําที่อื่นไดหรือไม 
ไมได 

ควรทําที่ไหน 
 - 

รวม/เปลี่ยน
ขั้นตอน 
ไมได 
 

ทําเม่ือใด 
หลังขัดผิวงาน
เสร็จ 

ทําไมตองทําตอนน้ัน 
เพ่ือเตรียมเคร่ืองขัด
สําหรับงานชดุตอไป 

ทําตอนอื่นไดอกี
หรือไม 
ไมได 

ควรทําเมื่อใด 
- 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานประจํา
เครื่อง 

ทําไมตองคนน้ันทํา 
เปนพนักงานที่ชํานาญ 

คนอื่นทําไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรเปนใครทํา 
- 

ไมได 

ทําอยางไร 
ใชผักบัวฉีด 

ทําไมตองทําอยางน้ัน 
เพ่ือใหแรงดันนํ้าชาํระ
นํ้ายาขดั 

ทําวิธีอื่นไดอีก
หรือไม 
ได 

ควรทําอยางไร 
ใชผาและฟองนํ้า
เช็ดแทนการฉีด
นํ้า 

ทําใหงานงาย
ขึ้น 
ได 

 

หลังจากท่ีไดทําการปรับปรงุกระบวนขัดผิวแผนเวเฟอรหลังการปรับปรุง จึงหาคาเวลาของแต
ละข้ันตอนการทํางานอีกครัง้เพ่ือใชเปนขอมูลในการหาเวลาการทํางานหลังการปรบัปรุง 
 
 
 
 
 

 



Process 5 
Machine :
Recorder 
  
  
  
  
  

1. รอรับงา
2.บันทึกแ
3. ตรวจส
4. ประกอ
5. ตรวจส
6. ตรวจระ
7. ทดลอง
8. เริ่มเดนิ
9. เดินเครื่
10. ลางน้าํ
11. ตรวจส
12. นําช้ิน
13. ลางช้ิน
14. ลางช้ิน
15. อบช้ิน
16. บันทกึ
17. เก็บช้ิน

 : Wafer Lapp
: Lapping Ma
 :  Parichart T
Operation 
Inspection 
Transportatio
Delay 
Storage 

กิจก
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Flow Chart 
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Flow Chart 
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การหลอมยึดดวยข้ีผึ้งไดเลย ดวยใชเทคนิคการขจัดงานที่ไมจําเปนออก ซ่ึงทั้งนี้เพ่ือหลีกเหลี่ยงความ
เคยชินในการใชจ๊ิกเหล็กของพนักงาน 
  
ตาราง 4.13 แสดงการวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการยึดแผนเวเฟอร 

หนวยงาน : Blank Crystal Division 
กระบวนการ: Wafer 
Bonding 

งานยอย :จัดสภาพทั่วไปกอนการ
ยึด 

รายละเอียดงานยอย : กระบวนการยึดแผนเวเฟอรตองเรียงแผนเวเฟอร
ใหเรียบเสมอกันอยางเปนระเบียบ 

วิธีการที่ใช : ลดการสูญเสียเวลา
จากการทํางานทีซ่้ําซอน 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอะไร 
เรียงแผนเวเฟอรบนจิ๊ก
เหล็กกอนแยกเปนแถว  

ทําไมตองทํา 
เรียงใหชิ้นงานเปนระเบียบ
ขั้นแรกกอนใสถาดพลาสตกิ 

ทําอยางอ่ืนไดอีก
หรือไม 
ได 

ควรทําอะไร 
เรียงชิ้นงานใน
ถาดพลาสติกเลย 

ขจัด 
ได 

ทําที่ไหน 
หองยึดแผนเวเฟอร 

ทําไมตองทําที่น้ัน 
เปนกระบวนการตอเนื่อง 

ทําที่อ่ืนได
หรือไม 
ไมได 

ควรทําที่ไหน 
- 

รวม/เปลี่ยน
ขั้นตอน 
ไมได 
 ทําเม่ือใด 

หลังจากขดัผิวชิน้งาน
เสร็จ 

ทําไมตองทําตอนน้ัน 
เปนกระบวนการตอเนื่อง 

ทําตอนอื่นไดอกี
หรือไม 
ไมได 

ควรทําเม่ือใด 
- 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานประจํา 

ทําไมตองคนน้ันทํา 
พนักงานมีความชํานาญ 

คนอ่ืนทําไดอีก
หรือไม 
ได 

ควรเปนใครทํา 
พนักงานท่ัวไป 

ไมได 

ทําอยางไร 
เรียงชิ้นงานใหเปน
ระเบียบเรียบรอย 

ทําไมตองทําอยางน้ัน 
ใหชิ้นงานยึดกันไดสนิท 

ทําวิธีอ่ืนไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอยางไร 
- 

ทําใหงานงาย
ขึ้น 
 
 



หลัง
ละข้ันตอน
 

Process 6 
Machine :
Recorder 
  
  
  
  
  

1. รอรับงา
2. บันทึกแ
3. จัดสภา
4. วางจิ๊กจั

รูป 4

งจากท่ีไดทําก
การทํางานอีก

 : Wafer Bon
: Heat Plate  M
 :  Parichart J

Operation
Inspectio
Transpor
Delay 
storage 

กิจกร
านจาก คลังสิ
และตรวจสอบ
พทั่วไปกอน
จับงานวางบน

 

 

4.39 แสดงกา

การปรับปรงุก
กครัง้เพื่อใชเป

nding 
Machine 
, 
n 

on 
rtation 

รรม 
สินคา 
บคุณภาพชิ้น
การยึด 
นแทนความรอ

9

 

รวางแผนเวเฟ

กระบวนยึดกา
ปนขอมูลในก

Process F

  
 

งาน  
 

อน  
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ฟอรกอนยดึแ

 
าวแผนเวเฟอร
การหาเวลากา

Flow Chart 
M
P
C

 
 

    

 

 

 

 

แผนเวเฟอรเป

รหลังการปรับ
ารทํางานหลัง

Material : Wa
Pieces /Batch
Check : Prasi

 
 

VA NVA 
 2 

 2 
 17 
 2 

 

 

ปนแทง 

บปรุง จึงหาค
การปรบัปรุง

afer 
h : 300 psc 
it J 

Distance 
 
 
 
 

 

คาเวลาของแต
 

Note 
 
 
 
 

ต



Process 6 

Machine :
Recorder 
  
  
  
  
  

5. หลอมล
6. วางแผน
7. ทาพารา
8. พลิกแผ
9. วางช้ินง
10. บันทกึ
11. เก็บช้ิน

 
(7) ก

 จาก
กระบวนก
ท้ังหมดดังนี
 1) ใช
 2) ใช
จากการวิเค
แนวทางใน

 : Wafer Bon

: Heat Plate  M
 :  Parichart J

Operation
Inspectio
Transpor
Delay 
storage 

กิจกร
ละลายพาราฟ
นเวเฟอรบนจ๊ิ
าฟนบนแผนเ
ผนเวเฟอร สลั
งานบนจ๊ิกอัด
กและตรวจสอ
นงานเตรียมส

รว

กระบวนการต
การวิเคราะห
ารตัดแทงแผ
น้ี  
ชเวลาในกิจก
ชเวลาในกิจก
คราะหเพื่อหา
นการแกไข (5

nding 

Machine 
, 
n 

on 
rtation 

รรม 
นเขากับจ๊ิก 
จ๊ิกความรอน 
เวเฟอร 
ลับไปมา 
ดแผนงานเย็น
อบคุณภาพช้ิน
สงตอไป 
ม 

รูป 4.40 แส

ตัดแทงเวเฟอ
หผังกระบวน
ผนเวเฟอรกอ

กรรมที่กอใหเ
กรรมที่ไมกอใ
แนวทางในก
W1H) ในแต

9

Process F

  
 
 
  
  

   
นงาน   

  
  

สดงแผนผังกร

ร 
นการรวมกับผู
อนการปรับป

เกิดคุณคา 75 
ใหเกิดคุณคา 
ารเพื่อการปรั
ละกิจกรรมก
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Flow Chart 

P
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ระบวนการยดึ

ผูเกี่ยวของ ต
ปรุง พบวาใช

 นาที หรือคิด
 75 นาที หรอื
รับปรุงประสิท
การการทํางาน
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Pieces /Batch
Check : Prasi

 
 

VA NVA 
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 9 
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 2 
 2 

0 48 

ดแผนเวเฟอร

ามตารางบัน
ชเวลาในกระ

ดเปน 50.00 %
อคิดเปน 50.00
ทธิภาพโดยใ
นไดพบวา 

erial : Wafer 

h : 300 psc 
it J 
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ร 

ทึกกระบวน
ะบวนการตัด

%  
0 % 
ชเทคนิคการต
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การไหลของ
ดแทงเวเฟอร

ตัง้ตําถามและ

ง
ร

ะ
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ในกระบวนการตัดแทงเวเฟอรเปนข้ันตอนท่ีใชเวลามากท่ีสุด แตไมสามารถหลีกเหลี่ยงได
เนื่องจากเปนข้ันตอนการทํางานที่มีความจําเปนและไมสามารถเปลี่ยนแปลงข้ันตอนใดได เนื่องจาก
ข้ันตอนการตัดแทงเวเฟอรเปนข้ันตอนละเอียดออนและไดถูกกําหนดคาเร็วในการตัดชิ้นงานคงที ่เพ่ือ
ปองกันไมใหช้ินงานเกิดความรอนซ่ึงจะสงผลใหข้ีผึ้งที่ยึดเกาะกับแผนเวเฟอรหลอมหลุดจาก
ตําแหนงที่ยึดแตเดิมไว ในขณะที่กิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดคุณคาต้ังแตข้ันตอนการที่ 12 จนถึงขั้นตอนที่ 
21 เปนข้ันตอนท่ีละเอียดและไมสามารถปรับปรุงเน่ืองจากช้ินงานมีจํานวนมาก จากการคํานวณกําลัง
การผลิตของข้ันตอนการตัดแผนเวเฟอร สามารถรองรับการผลิตไดอีก 1.3% ของยอดการผลิต
เปาหมาย จึงละเวนการปรับปรุงกระบวนการตัดแทงเวเฟอรไป 

 
ตาราง 4.14 แสดงการวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตัดแทงเวเฟอร 
หนวยงาน : Blank Crystal Division กระบวนการ: Wafer Cutting งานยอย : 
รายละเอียดงานยอย : กระบวนการตดัแทงเวเฟอร  วิธีการที่ใช : ลดการสูญเสีย

เวลาจากการตัดชิ้นงาน 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอะไร 
ตัดแทงเวเฟอรใหเล็กลง 

ทําไมตองทํา 
ใหไดขนาดตามที่
ตองการ 

ทําอยางอ่ืนไดอกี
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอะไร 
- 

ขจัด 
ไมได 

ทําที่ไหน 
หองตัดแผนเวเฟอร 

ทําไมตองทําที่น้ัน 
เปนหองสําหรับตัดงาน 

ทําที่อื่นไดหรือไม 
ไมได 

ควรทําที่ไหน 
- 

รวม/เปลี่ยน
ขั้นตอน 
ไมได 
 

ทําเม่ือใด 
หลังจากยึดแผนเวเฟอร 

ทําไมตองทําตอนน้ัน 
เปนกระบวนการตอเนื่อง 

ทําตอนอื่นไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําเม่ือใด 
- 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานประจํา 

ทําไมตองคนน้ันทํา 
พนักงานมีความชํานาญ 

คนอื่นทําไดอีกหรือไม 
ไมได 

ควรเปนใครทํา 
- 

ไมได 

ทําอยางไร 
ประกอบชิ้นงานเขากับ
แทนใบมีดเครื่องตัด 

ทําไมตองทําอยางน้ัน 
เปนงานละเอียด,อันตราย 

ทําวิธีอื่นไดอีกหรือไม 
ไมได 

ควรทําอยางไร 
- 

ทําใหงานงาย
ขึ้น 
ไมได 

 



 
(8) ก

 จาก
กระบวนกา
 1) ใช
 2) ใช
จากการวิเค
แนวทางใน

ในข้ั
ตองใชความ
ความสูญเสี

เน่ือ
กระบวนกา
เหมือนกัน 
ทําใหพนัก
ปรับปรุงโด
(Setup R
ความสะอา
ดวย ทําใหพ
 
 

รูป

กระบวนการข
การวิเคราะห
ารขัดผิวแทงเ
ชเวลาในกิจก
ชเวลาในกิจก
คราะหเพื่อหา
นการแกไข (5
ข้ันตอนของก
มระมัดระวังใ
สียในกระบวน
งในกระบวน
ารท่ี 5 จึงท
 คือน้ํากระจา
กงานไมตองเ
ดยใชเทคนิค
eduction) โด
าดทําใหนํ้ากร
พนักงานไมต

ป 4.41 แสดงก

ขัดผิวแทงเวเฟ
หผังกระบวน
วเฟอรกอนก
กรรมที่กอใหเ
กรรมที่ไมกอใ
แนวทางในก
W1H) ในแต
การเก็บตัวช้ิน
ในการนําช้ิน
นผลิตที่ไมเหม
นการผลิตนี้เป
ทดลองใชผักบ
ายออกนอกบ
สียเวลาเช็ดท
การลดเวลาข
ยการลดเวลา
ระจายออกนอ
ตองเสียเวลาเช็

9

การตัดแทงเว

ฟอร 
นการรวมกับผู
ารปรับปรุง พ
เกิดคุณคา 56.
ใหเกิดคุณคา 
ารเพื่อการปรั
ละกิจกรรมก
นงานออกจาก
งานออกจากเ
มาะสม (Non
ปนกระบวนก
บัวลางทําควา
ริเวณจานขัด
ทําความสะอ
ของการเปลี่ย
าการทําความ
อกบริเวณจาน
ช็ดทําความสะ
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วเฟอรดวยเครื่

ผูเกี่ยวของ ต
พบวาใชเวลาใ
.50 นาที หรอื
 68.50 นาที ห
รับปรุงประสิท
การการทํางาน
กเครื่องจักรขั
เครื่องจักร เพ่ื

n Value Adde
การที่เหมือน
ามสะอาดเชน
ดและยังทําให
าดและเก็บช้ิ
ยนงาน ดวยวิ
มสะอาดเคร่ือ
นขัด และยังทํ
ะอาดและเก็บ

รื่องตัดแบบใบ

ามตารางบัน
ในกระบวนก
อคิดเปน 45.20
หรือคิดเปน 54
ทธิภาพโดยใ
นไดพบวา 
ขัดงานหลังใช
พ่ือเตรียมเริ่มเดิ
ed Processing
นกับกระบวน
นเดียวกัน ซ่ึงท
หช้ินงานหลุด
ช้นงานท่ีหลุด
วิธีการลดเวล
องขัดงาน เนื่อ
ทําใหช้ินงานห
บช้ินงานที่หลดุ

 

บมีด 

ทึกกระบวน
การท้ังหมดดัง
0 %  
4.80 % 
ชเทคนิคการต

ชงานเสร็จ ซ่ึ
ดินเครื่องรอบ

g) 
นการขัดผิวแผ
ทําใหไดผลก
ออกจากกรอ
ดออกจากกรอ
ลาการเตรียมเ
องจากการใช
หลุดออกจาก
ดออกจากกรอ

การไหลของ
งน้ี  

ตัง้ตําถามและ

งใชเวลาและ
บใหม ซ่ึงเปน

ผนเวเฟอรใน
ารปรับปรุงที
อบยึดงานดวย
อบยึดงาน จึง
เครื่องขัดงาน
ชฝกบัวลางทํา
กกรอบยึดงาน
อบยึดงาน  

ง

ะ

ะ
น

น
ที่
ย
ง
น 
า
น
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ตาราง 4.15 แสดงการวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขัดแทงเวเฟอร 

หนวยงาน : Blank Crystal Division กระบวนการ: Lap Box 
งานยอย:การลางนํ้ายาขดัออกจาก
จานขัด 

รายละเอียดงานยอย : ข้ันตอนการลางนํายาขดังานออกจากจานขัดตอง
ทําดวยความระมัดระวัง 

วิธีการที่ใช : ลดการสูญเสียเวลาใน
การเตรียมเครื่องจักร 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอะไร  
ลางจานขัดผิวงาน 

ทําไมตองทํา 
ลางนํ้ายาขัดงานออก
จากชิ้นงานและจานขัด
งาน 

ทําอยางอื่นไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอะไร 
- 

ขจัด 
ไมได 

ทําที่ไหน 
เครื่องขัดผิวงาน 

ทําไมตองทําที่น้ัน 
งานยังติดกับตัวเครื่อง 

ทําที่อ่ืนไดหรือไม 
ไมได 

ควรทําท่ีไหน 
 - 

รวม/เปลี่ยน
ข้ันตอน 
ไมได 
 

ทําเมื่อใด 
หลังขัดผิวงานเสร็จ 

ทําไมตองทําตอนน้ัน 
เพ่ือเตรียมเครื่องขัด
สําหรับงานชดุตอไป 

ทําตอนอ่ืนไดอกี
หรือไม 
ไมได 

ควรทําเม่ือใด 
- 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานประจํา
เครื่อง 

ทําไมตองคนน้ันทํา 
เปนพนักงานท่ีชํานาญ 

คนอ่ืนทําไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรเปนใครทํา 
- 

ไมได 

ทําอยางไร 
ใชผักบัวฉีด 

ทําไมตองทําอยางน้ัน 
เพ่ือใหแรงดันนํ้าชาํระ
นํ้ายาขัด 

ทําวิธีอ่ืนไดอีก
หรือไม 
ได 

ควรทําอยางไร 
ใชผาและ
ฟองน้ําเช็ด 

ทําใหงานงายขึ้น 
ได 

 

 
 

รูป 4.42 แสดงลักษณะการขัดผวิแทงเวเฟอรดวยเครื่องขัดแบบจานหมุน 
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ข้ันตอนการท
 

Process 8 
Machine :
Recorder 
  O
  I
  T
  D
  S

1. รอรับงา
2. บันทึกแ
3. ตรวจส
4. ประกอ
5. ตรวจส
6. ตรวจระ
7. ทดลอง
8. เริ่มเดนิ
9. เดินเครื่
10. ลางน้าํ
11. ตรวจส
12. นําช้ิน
13. ลางช้ิน
14. ลางช้ิน
15. อบช้ิน

งจากท่ีไดทําก
ทาํงานอีกครั้ง

 : Lap Box 1,
: Lapping Ma
 :  Surasak S, 
Operation 
Inspection 
Transportatio
Delay 
Storage 

กิจก

านจากคลังสิน
และตรวจสอบ
อบจานขัดงา
บช้ินงานบน
อบจํานวนช้ิน
ะดับน้ํายาขัดง
งเดินเครื่องจัก
นเครื่องขัดผิว 
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ายาขัดออกจา
สอบผิวงานขั
งานออกจาก
นงานดวยนํ้าร
นงานดวยเครื่
นงาน 

การปรับปรงุก
งเพือ่ใชเปนขอ

,2 
achine 
 

on 

รรม 

นคา 
บคุณภาพชิ้น
น 
เครื่องขัด 
นงานกอนขัด
งาน 
กร 
  

ากเครื่องจานขั
ัด 
เครื่องขัด 
รอนและนํ้าส
องอุลตราโซ
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กระบวนขัดผิว
อมูลในการห
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Process 8 
Machine :
Recorder 
  O
  I
  T
  D
  S

16. บันทกึ
17. เก็บช้ิน

 

 
(9) ก

 จาก
กระบวนกา
 1) ใช
 2) ใช
จากการวิเค
แนวทางใน

ข้ันต
เนื่องจากเป
ข้ันตอนการ
ช้ินงานใหค
แตจากการ
ยอดการผลิ

 : Lap Box 1,
: Lapping Ma
 :  Surasak S, 
Operation 
Inspection 
Transportatio
Delay 
Storage 

กิจก

กและตรวจสอ
นงานเพื่อรอก

รว

กระบวนการล
การวิเคราะห
ารลบมุมแผน
ชเวลาในกิจก
ชเวลาในกิจก
คราะหเพื่อหา
นการแกไข (5
ตอนการขัดผิ
ปนข้ันตอนกา
รขัดลบมุมแผ
คงที่ เพื่อปอง
คํานวณ พบว
ลิตเปาหมาย จึ

,2 
achine 
 

on 

รรม 

อบคุณภาพช้ิน
การเบิก 
วม 

รูป 4.43 แส

ลบมุมแผนคริ
หผังกระบวน
นคริสตัลแบลง
กรรมที่กอใหเ
กรรมที่ไมกอใ
แนวทางในก
W1H) ในแต
ผิวแผนแบลง
รทํางานท่ีมีค
ผนแบลงคเปน
งกันไมใหช้ิน
วาข้ันตอนขอ
ึงละเวนการป
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Process F

 
 

นงาน 

 

 

สดงแผนผังก

ริสตัลแบลงค 
นการรวมกับผู
งกอนการปรับ
เกิดคุณคา 1,2
ใหเกิดคุณคา 
ารเพื่อการปรั
ละกิจกรรมก
งคเปนข้ันตอ
ความจําเปนแล
นข้ันตอนตอง
งานแตกและ
งกระบวนกา
ปรับปรุงกระบ

01 
 

Flow Chart 

   

 
   
   

ระบวนการขั

 
ผูเกี่ยวของ ต
บปรุง พบวาใ

201 นาที หรอื
 61 นาที หรอื
รับปรุงประสิท
การการทํางาน
นที่ใชเวลาม
ละไมสามารถ
งใชเวลาในกา
ะปองการไมใ
รลบมุมสามา
บวนการลบมุ

Material :
Pieces /Ba
Check : P

 
 

 VA N

 
  
 56.5 

ัดแทงเวเฟอร

ามตารางบัน
ใชเวลาในกระ
อคิดเปน 95.17
อคิดเปน 4.83 
ทธิภาพโดยใ
นไดพบวา 
มากท่ีสุด แตไ
ถเปลี่ยนแปลง
ารลบมุมและถ
ใหคาการตอบ
ารถรองรับกา
มุมแทงเวเฟอร

: Quartz Crys
atch : 3,000 p

Prasit J 

NVA Dista

5  
3  

60.5  

ร 

ทึกกระบวน
ะบวนการทั้ง
7 %  
 % 
ชเทคนิคการต

ไมสามารถห
งข้ันตอนใดๆ
ถูกกําหนดคา
บสนองความ
ารผลิตไดอีก 
รไป 

stal 
psc 

ance Note 

  
  
  

การไหลของ
หมดดังนี้  

ตัง้ตําถามและ

หลีกเหลี่ยงได
ๆได เนื่องจาก
าเรว็ในการตัด
ถี่ผิดเพี้ยนไป
 24.77% ของ

ง

ะ

ด
ก
ด
ป
ง



ตาราง 4.16

หนวยงา

ร

วิธีที่ปจจุบั
ทําอะไร 
ลบมุมแผนแ
ทําที่ไหน 
หองขัดแบล

ทําเมื่อใด 
หลังจากตดัจ

ใครเปนคนทํ
พนักงานประ

ทําอยางไร 
บรรจุชิ้นงาน
ลบมุม 

6 แสดงการวิเค

น : Blank Crys

ายละเอียดงาน

บัน 

แบลงค 
ทํา
ลบ

งค 
ทํา
เป
โด

จนไดขนาด 
ทํา
เป
ตอ

ทํา 
ะจํา 

ทํา
พ
ชํา

นในเครื่อง
ทํา
ให
ชิ้น

คราะหเพื่อกา

stal Division 

ยอย : กระบวน

เหตุผล 
าไมตองทํา 
บมุมแผนแบลง
าไมตองทําที่น้ัน
ปนหองลบมุม
ดยเฉพาะ 
าไมตองทําตอน
ปนกระบวนการ
อเน่ือง 
าไมตองคนน้ัน
นักงานมีความ
านาญ 
าไมตองทําอยา
หผงขัดขดักับ
นงาน 

รูป 4.44 แสด

10

ารปรับปรุงปร
กระบวนกา
Beveling 

นการลบมุมแผน

ทางเลื

งค 
ทําอยาง
ไมได 

น ทําที่อื่นไ
ไมได 

นน้ัน 
ร

ทําตอนอื
ไมได 

นทํา คนอื่นทํ
ไมได 

างน้ัน ทําวิธีอื่น
ไมได 

ดงการลบมุมแ

02 
 

ระสิทธิภาพก
าร: Blank 

นแบลงค 

ือกตางๆ 
อ่ืนไดอีกหรือไ

ไดหรือไม 

อื่นไดอีกหรือไ

ทําไดอีกหรือไม

นไดอีกหรือไม 

 
 

 
แผนเวเฟอรด

กระบวนการล
งานยอย 

วิธีการที่
จากการล
วิเคราะห

ทางที่เลือก
ไม ควรทําอะไ

- 
ควรทําท่ีไห
- 

ม ควรทําเม่ือ
- 

 ควรเปนใค
พนักงานทั

 ควรทําอยา
- 

วยเครื่องลบค

ลบมุมแผนแบ
 : การลบมุมแผ

ใช : ลดการสญู
ลบมมุแผนแบล
ห ณัชพล สุพรร
ก วิธีการ
ไร ขจัด 

ไมได 
หน รวม/เป

ข้ันตอน
ไมได 
 อใด 

ครทํา 
ทั่วไป 

ไมได 

างไร ทําใหง
ไมได 

 

คม 

บลงค 
ผนแบลงค 

ญเสียเวลา
ลงค 
รณ 
รปรับปรุง 

ปลี่ยน
น 

านงายข้ึน 
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 (10)  กระบวนการกัดผิวแผนคริสตัลแบลงคดวยสารเคมี 
 จากการวิเคราะหผังกระบวนการรวมกับผูเกี่ยวของ ตามตารางบันทึกกระบวนการไหลของ
กระบวนการกัดผิวแผนคริสตัลแบลงคกอนการปรับปรุงดวยสารเคมีพบวาใชเวลาท้ังหมดดังนี้  
 1) ใชเวลาในกิจกรรมที่กอใหเกิดคุณคา 34 นาที หรือคิดเปน 27.64 %  
 2) ใชเวลาในกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดคุณคา 89 นาที หรือคิดเปน 72.36 % 
จากการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคการต้ังตําถามและ
แนวทางในการแกไข (5W1H) ในแตละกิจกรรมการการทํางานไดพบวา 

เวลากิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดคุณคามากกวาเวลาที่กอใหเกิดคุณคา แตเนื่องจากในกระบวนการ
กัดช้ินงานดวยสารเคมีนั้นเปนกระบวนการที่กําหนดเวลาในการแชช้ินงานลงในสารเคมีท่ีตายตัวและ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงใดไดเลยเพราะการเปลี่ยนสูตรสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงเวลามีผลตอ
ความถี่ในการใชงานทั้งส้ินแตเม่ือเทียบกับการคํานวณแลว กําลังการผลิตของกระบวนการกัดช้ินงาน
ดวนสารเคมีสามารถรองรับจํานวนช้ินงานไดมากถึง 12,000 ช้ินงานตอรอบจึงทําใหมีกําลังการผลิตที่
เพียงพอตอการเพ่ิมกําลังการผลิตไดอีก 1.9 % ของยอดการผลิตเปาหมาย จึงละเวนกาปรับปรุง
กระบวนการกัดผิวแผนเวเฟอรไป 
 
ตาราง 4.17 แสดงการวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการกัดช้ินงานแผนแบลงค 

หนวยงาน : Blank Crystal Division 
กระบวนการ: Blank 
Etching  

งานยอย : 

รายละเอียดงานยอย : การกดัชิ้นงานดวยสารเคมีเพ่ือใหไดขนาดความ
หนาท่ีตองการ 

วิธีการที่ใช : ลดการสูญเสียเวลา
จากการกดัชิ้นงานดวยสารเคมี 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอะไร 
ปรับความหนาของ
ชิ้นงาน 

ทําไมตองทํา 
เพ่ือใหไดความคลื่นความถี ่

ทําอยางอ่ืนไดอกี
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอะไร 
 

ขจัด 
ไมได 

ทําที่ไหน 
หองกัดชิ้นงาน 

ทําไมตองทําที่น้ัน 
เปนกระบวนการอันตราย 

ทําที่อื่นไดหรือไม 
ไมได 

ควรทําที่ไหน 
- 

รวม/เปลี่ยน
ข้ันตอน 
ไมได 

 

หนวยงาน : Blank Crystal Division กระบวนการ: Blank Etching  งานยอย : 



 

 
 (11)

 จาก
กระบวนกา
 1) ใช
 2) ใช
จากการวิเค
แนวทางใน
 ในก
แยก แตไม
กระบวนก

รายละเอียดง
หนาท่ีตองกา

ใครเปนคนทํา 
พนักงานประจํ
ทําอยางไร 
แชชิ้นงานในอ
นํ้ายาเคมี 

)  กระบวนกา
การวิเคราะห
ารแยกความถี่
ชเวลาในกิจก
ชเวลาในกิจก
คราะหเพื่อหา
นการแกไข (5
กระบวนการแ
มสามารถหลีก
การแยกความ

งานยอย : การกั
าร 

 
จาํ 

ทําไมต
พนักงา

อาง
ทําไมต
ใหนํ้าย

รูป 4.45 แสด

ารแยกความถี
หผังกระบวน
ถี่กอนการปรับ
กรรมที่กอใหเ
กรรมที่ไมกอใ
แนวทางในก
W1H) ในแต
แยกความถี่เป
กเลี่ยงไดเนื่อ
มถี่นั้นเปนกร

ดัชิ้นงานดวยส

ตองคนน้ันทํา 
านมีความชํานา
ตองทําอยางน้ัน
ยาเคมีกดัชิน้งาน

10

    

ดงการกัดแผน

ถี่แผนคริสตัล
นการรวมกับผู
บปรุงพบวาใช
เกิดคุณคา 0 น
ใหเกิดคุณคา 
ารเพื่อการปรั
ละกิจกรรมก
ปนข้ันตอนท่ี
องจากเปนข้ัน
ระบวนการที

สารเคมีเพ่ือใหไ

าญ 
คนอื่นท
ไมได 

น 
น 

ทําวิธีอื่
ไมได 

04 
 

 
 

นครสิตัลแบล

แบลงค 
ผูเกี่ยวของ ต
ชเวลาในกระ
นาที หรือคิดเป
 160 นาที หรื
รับปรุงประสิท
การการทํางาน
ใชเวลาท่ีกอใ
นตอนการทํา
ที่สามารถรอ

ดขนาดความ

ทําไดอีกหรือไม

อ่ืนไดอีกหรือไม

งคดวยสารเค

ามตารางบัน
บวนการแยก
ปน 0 %  
อคิดเปน 100
ทธิภาพโดยใ
นไดพบวา 
ใหเกิดคุณคา
างานท่ีมีความ
งรับจํานวน

วิธีการท่ีใ
จากการกั
วิเคราะห

ม ควรเปนใค
- 

ม ควรทําอยา
- 

คมี 

ทึกกระบวน
กความถี่ท้ังหม

0 % 
ชเทคนิคการต

าใดเพราะเปน
มจําเปน และ
ช้ินงานไดม

ใช : ลดการสูญ
กดัชิ้นงานดวยส
 ณัชพล สุพรรณ
รทํา ไมได 

งไร ทําใหง
ไมได 

 

การไหลของ
มดดังน้ี  

ตัง้ตําถามและ

นเพียงการคัด
ะเนื่องจากใน
ากถึง 12,000

เสียเวลา
สารเคม ี
ณ 

งานงายข้ึน 
 

ง

ะ

ด
น
0 



105 
 

ช้ินงานตอรอบตอเคร่ือง และประกอบกับจํานวนเครื่องแยกชิ้นงานมีจํานวนมากจึงทําใหมีกําลังการ
ผลิตท่ีเพียงพอตอการเพ่ิมกําลังการผลิตไดอีก 49.3 % ของยอดการผลิตเปาหมาย  
 แตทั้งน้ีในการวิเคราะหกระบวนการ เสนทางการไหลของงานแย  ผังโรงงานท่ีไมดี การดูแล
รักษาสถานที่ทํางาน และวิธีการทํางานที่ขัดกันโดยไมไดมีเอกสารอธิบายซ่ึงทําใหพนักงาน
เคลื่อนไหวที่มากเกินไป (Excess Motion) การเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากจํานวนของ
เครื่องแยกความถี่ในหองแยกความถี่น้ันที่มีมากและมีงานหลายชนิดความถี่ตองใชหองแยกความถี่
รวมกัน ทําใหพนักงานตองเดินหากลุมงานท่ีตนเองใสเขาไปในเครื่องแยกความถี่ และเสียเวลาในการ
หางานแตละล็อตในชวงการตอกะการทํางาน จึงทําใหพนักงานตองเดินหางานที่ตนเองแยกความถี่นี้ 
 เพ่ือลดเวลาในการที่พนักงานตองเดินหาเครื่องแยกความถี่กําลังแยกความถี่ของงานในกลุม จึง
มีการนําปายบอกสถานะของเครื่องแยกความถี่ภายในหองเพื่อใหสามารถมองเห็นสถานะการทํางาน
ของเครื่องแยกความถี่ ดวยเทคนิคการควบคุมดวยสายตา ซ่ึงสามารถทําใหพนักงานลดเวลาในการเดิน
คนหาเครื่องแยกความถี่ลงได 
 
ตาราง 4.18 แสดงการวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการแยกความถี่แผนแบลงค 

หนวยงาน : Blank Crystal Division 
กระบวนการ: 
Frequency Check  

งานยอย :การบนัทึกและตรวจสอบ
คุณภาพ 

รายละเอียดงานยอย : พนักงานตองเดินคนหาเคร่ืองแยกความถีต่าม
กลุมความถี ่

วิธีการที่ใช : ลดการสูญเสียเวลาจาก
การเคลื่อนไหวมากเกินไป 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอะไร 
แยกความถี่ของชิ้นงาน
ดวยเคร่ืองแยกความถี ่

ทําไมตองทํา 
ตองใชเครื่องแยก
ความถี่เทาน้ัน 

ทําอยางอ่ืนไดอีก
หรือไม 
ไมได 

ควรทําอะไร 
- 

ขจัด 
ไมได 

ทําเมื่อใด 
หลังจากกดัผิวชิน้งาน
เสร็จ 

ทําไมตองทําตอนน้ัน 
เปนกระบวนการ
ตอเน่ือง 

ทําตอนอื่นไดอกี
หรือไม 
ไมได 

ควรทําเม่ือใด 
- 
ควรทําเม่ือใด 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานประจํา 

ไมตองคนน้ันทํา 
- 

คนอ่ืนทําไดอีก
หรือไม 

ได 

ควรเปนใครทํา 
- 
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หนวยงาน : Blank Crystal Division 
กระบวนการ: 
Frequency Check  

งานยอย :การบนัทึกและตรวจสอบ
คุณภาพ 

รายละเอียดงานยอย : พนักงานตองเดินคนหาเคร่ืองแยกความถีต่าม
กลุมความถี ่

วิธีการที่ใช : ลดการสูญเสียเวลาจาก
การเคลื่อนไหวมากเกินไป 
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอยางไร 
เดินคนหาเครื่องจักร 

ทําไมตองทําอยาง
น้ัน 
เครื่องแยกความถี่มี
มากตองหาตาม
กลุมความถี ่

ทําวิธีอ่ืนไดอีก
หรือไม 
ได 

ควรทําอยางไร 
ติดปายแสดง
ตําแหนงและ
สถานะ การ
ทํางานเครื่องแยก
ความถี ่

ทําใหงานงายข้ึน 
ได 

 
 

          
 

รูป 4.46 แสดงการติดปายแสดงตําแหนงและสถานะของเคร่ืองความถี่แผนคริสตัลแบลงค 
 
หลังจากที่ไดทําการปรับปรุงกระบวนแยกความถี่แผนคริสตัลแบลงคหลังการปรับปรุง จึงหา

คาเวลาของแตละข้ันตอนการทํางานอีกครั้งเพื่อใชเปนขอมูลในการหาเวลาการทํางานหลังการ
ปรับปรุงดังรูป 4.47 

 
 
 

 



Process 1
Machine :
Recorder 
  
  
  
  
  

1. รอรับงา
2. บันทึกแ
3. ประกอ
4. นําแผน
5. ทดลอง
6. นําช้ินง
7. เริ่มเดนิ
8. บันทึกแ
9. เก็บช้ิน

 
12) 

 จาก
กระบวนกา
ท้ังหมดดังนี
 1) ใช
 2) ใช

1 : Frequency
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Operation 
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Transporta
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Storage 
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งเดินเครื่องจัก
านทดสอบซํ้
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รว
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Classification
 T, 
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กรรม 
สินคา 
บคุณภาพชิ้น
ามถี่มาตรฐาน
จุในเครื่องแยก
กร 
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ก 
บคุณภาพชิ้น
งตอไป 
วม 

47 แสดงแผน

ตรวจสอบแผ
หผังกระบวน
แผนคริสตัลแ

กรรมที่กอใหเ
กรรมที่ไมกอใ
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Process F
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n Machine 

งาน 
น 
ก 

งาน 

นผังกระบวนก

ผนคริสตัลแบ
นการรวมกับผู
แบลงคดวยสา

เกิดคุณคา 0 น
ใหเกิดคุณคา 
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Flow Chart 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การแยกความ

บลงค 
ผูเกี่ยวของ ต
ายตากอนการ

นาที หรือคิดเป
 993 นาที หรื

Material
Pieces /B
Check : 
  

 VA N
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 

ถี่แผนคริสตัล

ามตารางบัน
รปรับปรุงพบ

ปน 0.00 %  
อคิดเปน 100

l : Quartz Cry
Batch : 12,00
 Prasit J 

NVA Dista
5  
7  
2  
2  
1  
3  

120  
7  

10  
157  

ลแบลงค 

ทึกกระบวน
บวาใชเวลาใน

0.00 % 

ystal 
00 psc 

ance Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การไหลของ
นกระบวนการ

ง
ร
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จากการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคการต้ังตําถามและ
แนวทางในการแกไข (5W1H)  

ในแตละกิจกรรมการการทํางานไดพบวาในกระบวนการตรวจสอบแผนคริสตัลแบลงคดวย
สายตาเปนข้ันตอนท่ีใชคนในการทํางานมากท่ีสุด แตไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเนื่องจากเปนขั้นตอน
การทํางานที่มีความจําเปนและไมสามารถเปลี่ยนแปลงข้ันตอนใด ๆได เนื่องจากขั้นตอนการ
ตรวจสอบดวยสายตาเปนข้ันตอนละเอียดออนและไดตองเปนพนักงานท่ีมีประสบการณในการ
ทํางาน เพื่อเปนการตรวจสอบและปองกันไมใหช้ินงานเสียเชน ราวหรือถลอก ถูกสงตอไปยังแผนก
ประกอบ และจากการคํานวณกําลังการผลิตของข้ันตอนการตรวจสอบแผนคริสตัลแบลงคดวยสายตา
พบวา สามารถรองรับการผลิตไดอีก 13.4% ของยอดการผลิตเปาหมายจึงละเวนการปรับปรุง
กระบวนการลบมุมแทงเวเฟอรไป 

 
ตาราง 4.19 แสดงการวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบดวยสายตา 

หนวยงาน : Blank Crystal Division 
กระบวนการ:  Appearance 
Check  

งานยอย : ตรวจสอบแผนครสิตลั
แบลงค 

รายละเอียดงานยอย : กระบวนการตรวจสอบแผนคริสตลัแบลงคดวยสายตา วิธีการที่ใช  
วิเคราะห ณัชพล สุพรรณ 

วิธีที่ปจจุบัน เหตุผล ทางเลือกตางๆ ทางที่เลือก วิธีการปรับปรุง 
ทําอะไร 
ตรวจสอบแผนคริสตลั
แบลงค 

ทําไมตองทํา 
หาแผนครสิตลัแบลงคที่
เปนของเสีย 

ทําอยางอ่ืนไดอกีหรือไม 
ไมได 

ควรทําอะไร 
- 

ขจัด 
ไมได 

ทําที่ไหน 
หองตรวจงาน 

ทําไมตองทําที่น้ัน 
เปนพ้ืนที่หองสะอาด 

ทําที่อื่นไดหรือไม 
ไมได 

ควรทําท่ีไหน 
- 

รวม/เปลี่ยน
ขั้นตอน 
ไมได 

ทําเมื่อใด 
หลังจากแยกความถี่เสร็จ 

ทําไมตองทําตอนน้ัน 
เปนกระบวนการตอเนื่อง 

ทําตอนอื่นไดอีกหรือไม 
ไมได 

ควรทําเม่ือใด 
- 

ใครเปนคนทํา 
พนักงานสองกลอง 

ทําไมตองคนน้ันทํา 
พนักงานมีความชํานาญ 

คนอื่นทําไดอีกหรือไม 
ไมได 

ควรเปนใครทํา 
- 

ทําอยางไร 
หารอยตาํหนิจากช้ินงาน 
 

ทําไมตองทําอยางน้ัน 
เพ่ือแยกออก 

ทําวิธีอื่นไดอีกหรือไม 
ไมได 

ควรทําอยางไร 
- 

ทําใหงานงาย
ขึ้น 
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รูป 4.48 แสดงหองตรวจสอบแผนคริสตัลแบลงคดวยสายตา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4   การปรับปรุงความตอเนื่องของกระบวนการดวยเทคนิคคัมบัง (Kanban) และเทคนิคการ
ตรวจสอบดวยสายตา (Visual Control) 
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ในกระบวนการผลิตของโรงงงานทําวิจัยการบริหารธุรกิจเปนแบบอะมีบา ซ่ึงเปนแนวทางการ
บริหารแบบเซลล หรือแบบเปนกลุมยอย (คาซูโอะ อินาโมริม, 2006) การสงตัวช้ินงานหรือผลิตภัณฑ
จะถือวาเปนหนึ่งกลุมการผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.49 แสดงวิธกีารบริหารแบบอะมีบา 

การสงมอบช้ินงานถือวาเปนผูสงช้ินงานท่ีอยูตนกระบวนการจะเปนผูขายสินคาและผูรับสินคา
จะเปนลูกคา โดยจะทําการสงมอบงานในลักษณะเชนนี้ตอไปจนส้ินสุดกระบวนการ ดังน้ันในหนึ่ง
กระบวนการผลิตหัวหนาแผนกผลิตแตละกระบวนการจะทําหนาท่ีเปนทั้งผูรับสินคาเขามาแปรรูป 

1. การขัดแทงผลกึ 

2. การตัดแทงผลกึ 

3. การตัดแผนผลกึ 

4. การลางแผนเวเฟอร 

5. การขัดผวิเวเฟอร 

6. การยึดแผนเวเฟอร 

7. การตัดแทงเวเฟอร 

8. การขัดผวิแทงเวเฟอรดานขาง 

9. การลบมุมแผนคริสตัลแบลงค 

10. การกัดผิวแผนคริสตัลแบลงค  

11. การแยกความถีแ่ผนครสิตัลแบลงค  

 12. การตรวจสอบแผนคริสตัลแบลงค  

13. การเก็บแผนคริสตัลแบลงคในคลัง 

ซ้ือ  
ขาย 

ซ้ือ  
ขาย 

ซื้อ  
ขาย 

ซื้อ  
ขาย 

ซ้ือ  
ขาย 
ซ้ือ  
ขาย 

ซื้อ  
ขาย 

ซื้อ  
ขาย 

ซื้อ  
ขาย 
ซื้อ  
ขาย 
ซ้ือ  
ขาย 

ซื้อ  
ขาย 

ซื้อ  
ขาย 

AS 400 
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แลวสงใหกระบวนการตอไปในรูปแบบของการขายสินคา โดยในโรงงานตัวอยางใชการสงงานทั้ง 12 
กระบวนการผานระบบควบคุมการซ้ือขายในระบบ  AS400 ซ่ึงไมสามารถหลีกเหลี่ยงไดเนื่องจาก
ระบบการควบคุมการผลิตน้ีถูกใชมาอยางตอเนื่องต้ังแตเริ่มแรกและมีการเช่ือมตอกับบริษัทในเครือ
อีกหลายแหงจึงทําใหไมสามารถเปล่ียนแปลงระบบการควบคุมการผลิตท่ีทันสมัยได และเปนการ
ลงทุนที่สูงในกรณีจะเปลี่ยนแปลงใหมใหเปนระบบที่ทันสมัย จึงทําใหระบบการออกใบส่ังงานไม
สามารถแสดงรายละเอียดการผลิตไดอยางละเอียด โดยการออกใบส่ังงานจากระบบควบคุมการผลิต
จะพิมพออกมาตามคําส่ังซ้ือจากตางประเทศตามลําดับการปอนขอมูลของฝายรับคําส่ังซ้ือ ซ่ึงจะ
เรียงลําดับตามวันที่ปอนขอมูลท่ีปอน แตในความเปนจริงปญหาที่เกิดคือ ในขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิตเองไมสามารถผลิตช้ินงานไดตามคําส่ังซ้ือที่ออกมาจากระบบได เนื่องจากความตองการของฝาย
ขายจะตองรองรับคําส่ังซ้ืองานดวนท่ีแทรกเขามาจากลูกคารายใหญกอน ซ่ึงสงผลใหกระบวนการ
ผลิตไมสามารถเปลี่ยนชนิดของงานกระทันหัน จึงสงผลใหการผลิตไมเปนไปตามท่ีวางแผนไวต้ังแต
ครั้งแรก 

เน่ืองกระบวนการผลิตแผนคริสตัลเปนกระบวนการที่ยาวนานฝายผลิตจะเลือกทํางานที่งาย
และมีจํานวนคําส่ังการผลิตเยอะกอน เม่ือมีคําส่ังซ้ือแทรกเขามา กระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงค
จะตองใชเวลาเริ่มตนกระบวนการผลิตงานชนิดที่ตองการใหมทําใหเกิดความลาชา และยังสงผลให
งานตองหยุดงานที่ทําอยูในขณะลง ทําใหแผนคริสตัลแบลงคบางสวนอยูในกระบวนการผลิต จึงได
นําปญหานี้มาทําการปรับปรุงการผลิตใหตอเนื่อง ดวยการประยุกตเทคนิค คัมบัง ดวยแนวคิดการใช
บัตรแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ (Lot Control Card) ท่ีมีอยูแลว นํามาประยุกตใชดวยการใหหัวหนา
แผนกจากกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑหรือข้ันตอนสุดทายของการผลิตแผนคริสตัลแบลงค นํา
บัตรแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ ไปติดการแจงเตือนกระบวนการผลิตกอนหนาทราบวางานในคลัง
ของตนเองมีจํานวนลดลงมาก และตองการเรงขอรับงานชนิดใดกอน เพื่อใหกระบวนการผลิตกอน
หนานั้นไดทราบวาตองเรงทํางานใดกอน ในการการรับสงตัวช้ินงานของโรงงานจะใชวิธีการสงงาน
เปนล็อตการผลิต โดยงานหนึ่งล็อตจะบรรจุในภาชนะพลาสติก  

การปรับปรุงกระบวนการจึงใชเปนระบบคัมบังเปนแบบล็อตการผลิต ดังรูป 4.50 แสดงกรณีที่ 
คลังเก็บแผนคริสตัลแบลงคกอนสงออก ไดรับคําส่ังซ้ือจากแผนกประกอบ ในชนิดงาน CX49SMD 
ผูดูแลแผนกคลังสินคาตรวจพบวา ช้ินงานชนิดนี้มีจํานวนช้ินงานในคลังสินคาเหลือนอย และไม
เพียงพอตอคําส่ังซ้ือที่ไดรับมา จึงนําบัตรแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑของชนิดงานที่ตองการ ไปเสียบ
ในซองแสดงความตองการชนิด CX49SMD  เพื่อแสดงใหเห็นวาเกิดความตองการช้ินงานชนิดนี้ 
ตามท่ีระบุในปายแสดงแบบคัมบัง และเม่ือหัวหนาแผนกตรวจสอบดวยสายตาซ่ึงเปนแผนกท่ีตองสง
งานใหกับแผนกคลังสินคากอนสงขาย เห็นปายแสดงความตองการช้ินงานดังกลาว ตองรีบทําการ
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ตรวจสอบคลังสินคาของตนเองหากพบวาในคลังสินคาของตนเองมีงานชนิด  CX49SMD อยูก็จะสง
ใหกับคลังสินคากอนสงขายทันที แตหากพบวาแผนกตรวจสอบดวยสายตาไมมีงานในคลังของตนเอง
ก็ตองเรงตรวจสอบงานชนิด CX49SMD ท่ียังคางในกระบวนการของตนเองกอน แตหากไมมีชนิด
งานดังกลาว แผนกตรวจสอบดวยสายตาตองทําการออกบัตรแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑชนิดนั้น
ใหกับแผนกกอนหนานั้น หรือแผนกแยกความถี่ ซ่ึงจะทําใหแผนกแยกความถี่น้ันเรงสงงานตามชนิด
นั้นตอไป ซ่ึงบัตรแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ จะส้ินสุดในกระบวนการที่สามารถสงช้ินงานไดทัน
ตามจํานวนที่ตองการแกแผนกที่รอรับงานเพ่ือสงตอไปดังรูป 4.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 4.50 แสดงลําดับการส่ังงานแบบคัมบัง 
 

KAMBAN LOT CARD BOARD 
MONTH…………………... 

แผนกตรวจสอบดวยสายตา 

คําส่ังซ้ือจากแผนกประกอบ 

จํานวนเพียงพอสงมอบ 

จํานวนไมเพียงพอ แสดงความตองการ ณ ปายคัมบัง จํานวนเพียงพอสงมอบ 

แผนกตรวจแยกความถ่ี 

จํานวนไมเพียงพอ แสดงความตองการ ณ ปายคัมบัง 
จํานวนเพียงพอสงมอบ 

คลังสินคากอนสงขาย 

แผนกกอนหนา 

จํานวนไมเพียงพอ แสดงความตองการ ณ ปายคัมบัง จํานวนเพียงพอสงมอบ 

คลังวัตถุดิบการผลติภายนอก 

จํานวนเพียงพอสงมอบ 

สั่งซ้ือตางประเทศ 
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 4.51 แสดงป

ของผลิตภัณฑ
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รูป 4.52 แสดงตําแหนงปายบัตรแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ 
 
 

 
 

รูป 4.53 แสดงปายคัมบังใชในการสั่งงานจริง 
จากการวิเคราะหข้ันตอนในการซ้ือขายช้ินงานระหวางกระบวนการยังขาดความตอเน่ืองของ

กระบวนการ เนื่องจากขั้นตอนของการรับสงกลองบรรจุช้ินงาน โดยผูที่รับงานตองเปนผูไปรับงาน
ผานระบบคอมพิวเตอรกอนแลวจึงไปคนหางานชนิดที่ตองการ และบอยครั้งท่ีเกิดปญหาจากการ
คนหากลองบรรจุช้ินงาน พบวาปญหาเกิดจากจากกลองบรรจุช้ินงานมีขนาดและรูปรางชนิดเดียวกัน

ตําแหนงติดต้ังปาย คัมบัง 
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ทั้งหมด แตจะมีความแตกตางกันเฉพาะบัตรแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ (Lot Control Card) จึงเปน
สาเหตุใหพนักงานหยิบกลองบรรจุช้ินงานงานผิดเปนประจํา  สงผลใหขาดความตอเน่ืองในการสง
วัตถุดิบระหวางกระบวนการจึงวิธีการปรับปรุงเพ่ือปรับเรียบกระบวนการใหข้ันตอนในการรับสง
ช้ินงานราบเรียบข้ึน 

แนวทางการปรับปรุงจึงใช เทคนิคการควบคุมดวยสายตา (Visual Control) เขาปรับเรียบ
ระหวางข้ันตอนการสงมอบงาน โดยการพิจารณาถึงปญหาจากความไมตอเนื่องที่เกิดจากความไม
ชัดเจนของบัตรแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ จึงไดเพิ่มความชัดเจนของบัตรแสดงรายละเอียด
ผลิตภัณฑ มากยิ่งข้ึนโดยเพิ่มแถบสี เพ่ือแสดงความแตกตางของผลิตภัณฑดังรูป 4.54 ดวยการใชแถบ
สีกํากับตามชนิดความถี่ใหกับบัตรแสดงผลิตภัณฑเพื่อทําใหผูรับ และผูสงช้ินงานสามารถมองเห็น
แถบสีและชนิดของกองบรรจุช้ินงานแตละล็อตไดอยางชัดเจนไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหลดความ
ผิดพลาดในการสงมอบช้ินงานไมผิดพลาดและชวยใหกระบวนการปรับเรียบมากยิ่งข้ึน 

 

                   
 

รูป 4.54 แสดงวธิกีารปรับปรงุบัตรแสดงผลติภัณฑใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

โดยคุณลักษณะของแผนคริสตัลแบลงคจะถูกแบลงคความถี่ออกเปนมุมการตอบสนองความถี่ 
จึงใชปายบอกเปนแถบสีในแตละชนิดความถี่หรือชนิดของงาน 
 
 
4.5 เปรียบเทียบผลการดําเนินการทดลองกอนและหลัง 

4.5.1 สรุปเวลากิจกรรมท่ีใชในกระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงคหลังการปรับปรุง 
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 หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงคทั้ง 12 กระบวนการสามารถแบง
กิจกรรมการทํางานที่กอใหเกิดคุณคาและไมกอใหเกิดคุณคาของกิจกรรมได ดังตาราง 4.20 
 
ตาราง 4.20 แสดงความแตกตางระหวางกิจกรรมท่ีกอเกิดคุณคาและไมกอเกิดคุณคาหลังการปรับปรุง 

กระบวนการผลิต กิจกรรมที่กอใหเกิดคุณคา
(VA) 

กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดคุณคา 
(NVA) 

เวลา 
(นาที) 

เปอรเซ็นต
(%) 

เวลา 
(นาที) 

เปอรเซ็นต
(%) 

1. การขัดแทงผลึก 95.00 36.54% 165.00 63.46% 
2. การตัดแทงผลึก 67.00 44.37% 84.00 55.63% 
3. การตัดแผนผลึก 100.00 52.63% 90.00 47.37% 
4. การลางแผนเวเฟอร - 0.00% 66.00 100.00% 
5. การขัดผิวเวเฟอร 57.00 43.85% 73.00 56.15% 
6. การยึดแผนเวเฟอร - 0.00% 48.00 100.00% 
7. การตัดแทงเวเฟอร 75.00 50.00% 75.00 50.00% 
8. การขัดผิวแทงเวเฟอร 56.50 48.29% 60.50 51.71% 
9. การลบมุมแผนแบลงค 1,201.00 95.17% 61.00 4.83% 
10. การกัดผิวแผนแบลงค 34.00 27.67% 89.00 72.36% 
11. การแยกความถี่แผนแบลงค - 0.00% 157.00 100.00% 
12. การตรวจสอบแผนแบลงค - 0.00% 993.00 100.00% 

 
4.5.2 เปรียบเทียบเวลากิจกรรมกอนและหลังท่ีใชในกระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงค 

 หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตแผนคริสตัลแบลงคทั้ง 12 กระบวนการสามารถแบง
กิจกรรมการทํางานที่กอใหเกิดคุณคาและไมกอใหเกิดคุณคาของกิจกรรมไดดังตาราง 4.21 
 
 
 
ตาราง 4.21 แสดงสวนระหวางกิจกรรมท่ีกอเกิดคุณคาและไมกอเกิดคุณคาหลังการปรับปรุง 
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กระบวนการผลิต กิจกรรมท่ีกอเกิดคุณคา : 
VA (นาที) 

กิจกรรมที่กอใหเกิดคุณคา : 
NVA (นาที) 

เวลากอน
ปรับปรุง 

เวลาหลัง
ปรับปรุง 

เปอรเซ็นต
(%) 

เวลากอน
ปรับปรุง 

เวลาหลัง
ปรับปรุง 

เปอรเซ็นต
(%) 

1. การขัดแทงผลึก 95.00 95.00 0.00% 182.00 165.00 4.90% 
2. การตัดแทงผลึก 75.00 67.00 5.63% 84.00 84.00 0.00% 
3. การตัดแผนผลึก 100.00 100.00 0.00% 103.00 90.00 6.74% 
4. การลางแผนเวเฟอร - - - 70.00 66.00 2.94% 
5. การขัดผิวเวเฟอร 57.00 57.00 0.00% 77.00 73.00 2.67% 
6. การยึดแผนเวเฟอร - - - 53.00 48.00 4.95% 
7. การตัดแทงเวเฟอร 75.00 75.00 0.00% 75.00 75.00 0.00% 
8. การขัดผิวแทงเวเฟอร 56.50 56.50 0.00% 68.50 60.50 6.20% 
9. การลบมุมแผนคริสตัลแบลงค 1,201.00 1,201.00 0.00% 61.00 61.00 0.00% 
10. การกัดผิวแผนคริสตัลแบลงค 34.00 34.00 0.00% 89.00 89.00 0.00% 
11. การแยกความถี่แผนแบลงค - - - 160.00 157.00 0.95% 
12. การตรวจสอบแผนแบลงค - - - 993.00 993.00 0.00% 

 
4.6 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพหลังการปรับปรุง 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพดานแรงงาน ( Labor Productivity) ของกระบวนการผลิตแผน
คริสตัลแบลงคหลังการปรับปรุง เพ่ือใหทราบสถานะกําลังการผลิตของช้ินงานตอจํานวนช่ัวโมงการ
ทํางานของพนักงานวามีจํานวนมากนอยเพียงใด และจํานวนช้ินงานน้ันเพียงพอตอการสงตอใน
กระบวนการผลิตตอไปหรือไปโดยสามารถหาประสิทธิภาพดานแรงงานหาไดจาก 
 
ผลิตภาพดานแรงงาน (Labor Productivity) =   ขอมูลจํานวนช้ินงานการผลติ 
                ขอมูลจํานวนคนงาน  x ขอมูลจํานวนช่ัวโมงการทํางาน 
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โดยคิดจากเวลาการทํางานของพนักงานจากชั่วโมงการทํางานของพนักงานที่ 10.5 ช่ัวโมง
การทํางานตอคนตอกะการทํางาน ซ่ึงเปนสภาพการทํางานปกติของโรงงานวิจัย การทํางานเปนการ
ทํางานตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง โดยวันหยุดการผลิตที่เกิดข้ึนจะมี 2 วันตอหน่ึงเดือนเพื่อใหพนักงาน
ของฝายผลิตสลับกะการทํางาน 

 
ตาราง 4.22 แสดงผลิตภาพการผลิตในแตละกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง 
กระบวนการ จํานวนช้ินงาน

ที่ผลิตเฉลีย่ 
 

(ช้ิน/เดือน) 

ช่ัวโมงการ
ทํางานเฉลีย่
ของพนักงาน 

(ช่ัวโมง/เดือน) 

จํานวน
พนักงาน 

 
(คน/เดือน) 

ผลิตภาพการ
ทํางาน 

 
(ช้ิน/ช่ัวโมง) 

1. การขัดแทงผลกึ 1,609 1,461 5 1.10 
2. การตัดแทงผลกึ 4,842 1,752 6 2.76 
3. การตัดแผนผลกึ 1,830,233 1,752 6 1,044.41 
4. การลางแผนเวเฟอร 1,806,465 876.7 3 2,060.53 
5. การขัดผวิเวเฟอร 1,770,642 2,044 7 866.14 
6. การยึดแผนเวเฟอร 1,752,347 4,088 14 428.70 
7. การตัดแทงเวเฟอร 6,775,224 2,044 7 3,314.20 
8. การขัดผวิแทงเวเฟอรดานขาง 6,698,412 2,336 8 2,867.23 
9. การลบมุมแผนคริสตัลแบลงค 6,620,155 2,044 7 3,238.35 
10. การกัดผิวแผนคริสตัลแบลงค 6,530,216 876.7 3 7,448.63 
11. การแยกความถีแ่ผนแบลงค 6,447,549 1,461 5 4,414.62 
12. การตรวจสอบแผนแบลงค 6,317,413 5,255 18 1,202.13 
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4.7 การเปรียบเทียบจํานวนชิ้นงานกอนและหลังปรับปรุงประสิทธิภาพดานแรงงาน 
 
ตาราง 4.23 แสดงจํานวนผลิตภาพท่ีเพิ่มข้ึนหลังการปรับปรุงกระบวนการแตละกระบวนการ 

 
4.8 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกอนและหลังปรับปรุงประสิทธิภาพดานแรงงาน 

ดัชนีช้ีวัดปรับปรุงประสิทธิภาพ (Productivity Improvement / Performance Index) คือ การ
คิดอัตราที่คิดจากฐานผลิตภาพเดิมเปน 100 % แลว ผลิตภาพใหมโดยคิดจากช้ินงานในข้ันตอนสุดทาย
ของกระบวนการตอจํานวนช่ัวโมงการทํางานรวมทั้งหมดของแรงงานฝายผลิต 

 
ตาราง 4.24 แสดงการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึนกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการรวม 

ผลการวิจัย 
 

จํานวนชิ้นงานรวม 
(ชิ้น) 

จํานวนชั่วโมงการทํางานรวม 
(ชั่วโมง) 

ผลิตภาพดานแรงงาน 
(ชิ้น/ชั่วโมง) 

กอนการปรับปรงุ 6,021,082 26,166 230.11 

หลังการปรับปรงุ 6,317,413 25,991 243.06 
 

กระบวนการ 

ผลิตภาพการ
ทํางานกอนการ

ปรับปรุง 
(ชิ้น/ชั่วโมง) 

ผลิตภาพการ
ทํางานหลังการ

ปรับปรุง 
(ชิ้น/ชั่วโมง) 

จํานวนการผลติท่ี
เพ่ิมข้ึนหลังการ

ปรับปรุง 
(ชิ้น/ชั่วโมง) 

ประสิทธิภาพการ
ผลิตที่เพ่ิมข้ึนหลัง
การปรับปรุง(%) 

1. การขดัแทงผลึก 1.05 1.10 0.05 4.76 
2. การตัดแทงผลึก 2.64 2.76 0.12 4.55 
3. การตัดแผนผลึก 996.23 1,044.41 48.18 4.84 
4. การลางแผนเวเฟอร 1,971.96 2,060.53 88.57 4.49 
5. การขดัผิวเวเฟอร 834.39 866.14 31.75 3.81 
6. การยดึแผนเวเฟอร 408.85 428.70 19.85 4.86 
7. การตัดแทงเวเฟอร 3,144.25 3,314.20 169.95 5.41 
8. การขดัผิวแทงเวเฟอรดานขาง 2,711.19 2,867.23 156.04 5.76 
9. การลบมุมแผนคริสตัลแบลงค 3,067.57 3,238.35 170.78 5.57 
10. การกดัผิวแผนคริสตลัแบลงค 7,086.49 7,448.63 362.14 5.11 
11. การแยกความถี่แผนแบลงค 4,188.12 4,414.62 226.5 5.41 
12. การตรวจสอบแผนแบลงค 1,137.77 1,202.13 64.36 5.66 


